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FC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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No. Description

1 4 pin 19V Power Connector (ATX_PWR1)

2 SATA Power Connector (SATAPWR1)

3 SATA3 Connector (SATA_1)

4 Clear CMOS Jumper (CLRCMOSI)

5 USB 2.0 Header (USB_4_5)

6 USB 2.0 Header (USB_6_7)

7 Backlight Inverter Voltage Selection Header (BKT_PWRI)
8  FPD Brightness Header (BLT_INVERTER)

9  Panel Off Header (PNL_SW1)

10  Panel Voltage Selection Header (PNL_PWRI)

11  LVDS Connector (LVDSI)

12 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
13 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

14 CPU Fan Connector (CPU_FAN2)

15 Chassis Intrusion Header (CI1)

16  System Panel Header (PANEL1)

17 Internal Speaker Header (SPK_OUT1)

18 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
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No. Description No. Description

6
7
8
9

1 DC Jack**

2 HDMI Port (HDMIL)

3 COM Port

4 USB 3.2 Genl Type-A Port (USB_TA_2)
5 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB_TC_1)

LAN RJ-45 Port*
USB 3.2 Genl Type-A Port (USB3_01)
Microphone (Pink)

Line out (Lime)

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|
‘ - I
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
off No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5
mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19 (x10%) DC and the shell is (centre positive).

DELTA  |DELTA-ADP-150TB-150W/19V

HP HP-TBC-BA52-150W/19V

FSP FSP-FSP150-ABANI-150W/19V/

DELL FAI30PEI-00-130W/19.5V

DELL LA9OPE0-01-90W/19.5V

DELTA |DELTA-ADP-180TB-180W/19V/

FSP FSP-FSP180-ABBN3-180W/19V/

This motherboard is available with support for either 4-pin ATX 19V power or DC-in power supplies. Please do
not use two kinds of power supplies at the same time! Doing so may damage the motherboard components and

*Specification for DC plug

~ 7 A\55mm

devices. When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power

for HDDs.



Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing H410TM-ITX motherboard. In this documentation,
Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the
content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

X300TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Form Factor)
X300TM-ITX Quick Installation Guide (Optional)

1 x Thin-Mini ITX I/O Shield (Optional)

1 x Mini ITX I/O Shield (Optional)

1 x Serial ATA (SATA) Data Cable (Optional)

1 x SATA Power Cable (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

Thin Mini-ITX Form Factor
Solid Capacitor design

Supports AMD AM4 Socket CPUs (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, up to 65W)

Supports CPU up to 65W

5 Power Phase design

AMD X300

Dual Channel DDR4 Memory Technology

2 x DDR4 SO-DIMM Slots

AMD Renoir series APUs support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

* Please refer to page 13 for DDR4 SO-DIMM maximum
frequency support.

Max. capacity of system memory: 64GB
15u Gold Contact in SO-DIMM Slots

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*

* Actual support may vary by CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.

Three graphics output options: 2 x HDMI, 1 x LVDS ports
Supports 2 x HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K@
60Hz

HDMI x 1 port (Rear)

HDMI x 1 port (Internal)



Audio

LAN

1/0

Storage

Connector

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI 2.1 Port (Compliant HDMI
monitor is required)

Supports LVDS with max. resolution up to 1920x1080 @ 60Hz
Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 Port

* Picasso supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 Port

Realtek ALC233 Audio Codec
1 x Headphone Jack
1 x MIC-In

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)

1 x Serial Port: COM

2 x HDMI Ports: HDMI1 (Rear), HDMI2 (Internal)

3 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
1x USB 3.2 Genl Type-C (co-layout USB 3.2 Genl Type-A)
Port (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line out / Microphone

1 x SATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and Hot
Plug

1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s)

* Supports NVMe SSD as boot disks
* (Optional) 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, 1 x Ultra M.2
Socket, supports M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

¢ 1 x Chassis Intrusion Header

* 1x Panel Voltage Selection Header

1 x Backlight Inverter Voltage Selection Header
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e 1x FPD Brightness Header

e 1 x Panel Off Header

e 1xLVDS Connector

e 2x CPU Fan Connectors (4-pin)
* The CPU Fan Connectors support the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

* 1x4pin 19V Power Connector

e 1x Front Panel Audio Connector

¢ 1 x Internal Speaker Header (4-Pin)

e 1x SATA Power Connector

e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)
BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature ¢ Supports "Plug and Play"

e ACPI 5.1 compliance wake up events
e Supports jumperfree

e SMBIOS 2.3 support

* DRAM Voltage adjustment

Hardware e CPU Temperature Sensing
Monitor e CPU Fan Tachometer
e CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

e CPU Fan Multi-Speed Control
e CASE OPEN detection
. Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

0s e Microsoft® Windows® 10 64-bit

Power e 1xDCJack (Supports 19V DC Power Adapters)
Certifica- e FCC,CE

tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Chapter 2 Installation

This is a Thin Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM
slots.

DDR4 SO-DIMM Maximum Frequency Support
Ryzen Series APUs (Renoir):

UDIMM Memory Slot

Frequency

A1 B1 (Mhz)
SR - 3200

- SR 3200
DR - 3200

- DR 3200
SR SR 3200
DR DR 3200

Ryzen Series CPUs (Picasso):

SO-DIMM Memory Slot

Frequency

A1 B1 (Mhz)
SR - 2933

- SR 2933
DR - 2667

— DR 2667
SR SR 2993
DR DR 2667

13
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Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

SO-DIMM Memory Slot Frequency

A1 B1 (Mhz)

- SR 2933
SR - 2933

- DR 2667
DR - 2667
SR SR 2667
DR DR 2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label



A

A

It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage
to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

X300TM-ITX
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2.4 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

h

W N %

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2
(CLRMOS1) (o o [
(see p.1, No. 4) Default

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option

“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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Backlight Inverter Voltage [eXeXe) 1-2: 412V

Selection Header 123 2-3: 419V

(3-pin BKT_PWRI)

(see p.1,No. 7)

Panel Voltage Selection +3V +5V [Default] +12V
Header

(6-pin PNL_PWRI) oo o[ © © 00
(see p.1, No. 10) @ © l%l © 9 © g

Warning:

If selected Backlight Power or Panel Power is higher than panel's spec, it

may damage the panel.

17



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 16)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Internal Speaker Header

(4-pin SPK_OUTI)

Please connect the chassis

00O speaker to this header.

(see p.1, No. 17) R+ - - +1L
Serial ATA3 Connector SATA 1 This SATA3 connector
(SATA_1: [ ] supports SATA data
see p.1, No. 3) cable for internal storage

devices with up to 6.0 Gb/

s data transfer rate.
SATA Power Connector Please connect SATA
(SATAPWRI: 1 — 5V power cable.
see p.1, No. 2) =—— GND

»—— GND
— 12V

USB 2.0 Headers USBSPWR There are two headers

(9-pin USB_4_5)
(see p.1, No. 5)
(9-pin USB_6_7)
(see p.1, No. 6)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P-
USB_PWR
Front Panel Audio Header This header is for
. out_ReT—Io[C]- out2 L i X X

(9-pin HD_AUDIO1) Ol— 1 sense connecting audio devices
MIC_RED ———

(see p.1, No. 18) PRESENCE# 8 OU:I’;J to the front audio panel.
GND O MiIC2_L

19
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 13)

(4-pin CPU_FAN2)
(see p.1, No. 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

BwN e

12 34

This motherboard
provides two 4-Pin CPU
fan (Quiet Fan)
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin CPU fan,
please connect it to Pin
1-3.

ATX 19V Power
Connector

(4-pin ATX_PWRI1
(see p.1, No. 1)

—
+I9V7DB*H‘?V
GND*«DB*GND

Please connect an ATX
19V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

FPD Brightness Header
(8-pin BKL_INVERTER)
(see p.1, No. 8)

1 8

gooo0000

1: BKLT_PWR

2: BKLT_PWR
3:BKLT_EN

4: BKLT_PWM

5: GND

6: GND

7: Brightness_Up

8: Brightness_Down



LVDS Panel Connector

PIN Signal Name

X300TM-ITX

PIN Signal Name

(30-pin LVDS) 1 | LcD.VDD | 16 CLKIP

(see p.1, No. 11) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 AlP 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Chassis Intrusion Header This motherboard

(2-pin CI1) supports CASE OPEN

(see p.1, No. 15)

detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

Panel Off Header
(2-pin PNL_SW1)
(see p.1, No.9)

GND
PWRDN

This header can be used to
connect a switch that turns on/
off the LVDS panel display’s
backlight.

21



2.6 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.

23




2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPClIe and mSATA.
The Ultra M.2 Socket supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2

PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
Step 2

f 124 f
Depending on the PCB type and

0
/é ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-©

A

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280

T Step 3
Remove the screw on the standoff and
keep this screw for later use.
@)
B A

24
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Step 4

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location A by default. Skip Step 4 and
5 and go straight to Step 6 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 5

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 6

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step7

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.

25



M.2_SSD (NGFF) Module Support List
M2_SATA:

ADATA 512GB ADATA ASU800NS38-512GT-C

Crucial 240GB Crucial-CT240M500SSD4-240GB
Crucial 250GB Crucial-CT250MX500SSD4-250G
ezlink 120GB ezlink P51B-80-120GB

LITEON 256GB LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
SanDisk 128GB SanDisk X400-SD8SN8U-128G

SanDisk 128GB Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend 64GB Transcend TS64GMTS400-64GB (2242)
Transcend  256GB Transcend TS256GMTS800-256GB
PLEXTOR 128GB PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB (2260)

INTEL 240GB INTEL-SSDSCKJF240A5-QS63-MLC-240G

INTEL 240GB INTEL-540SSERIES-SSDSCKKW240H6-240G

V-Color- 240GB V-Color-240G

WD 1TB WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40-1TB

WD 240GB WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30-240GB

WD 500GB WD BLUE 3D NAND WDS500G2B0B-00YS70-500G
M2_PCIE:

ADATA 256GB ADATA ASX8200 Pro-256G
ADATA 512GB ADATA §X8200 PRO-512GB (ASX8200PNP)
ADATA 512GB ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000)

Apacer 240GB Apacer AP240GZ280-240G

Crucial 1TB CRUCIAL P1-1T

Crucial 500GB CRUCIAL P1-500G

INTEL 16GB Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIW016GA)(NVMe)
INTEL 32GB Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1J032GA)(NVMe)
INTEL 256GB INTEL 760P-SSDPEKKW256G8-256GB

INTEL 128GB INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB

INTEL 512GB INTEL 660P SERIES-SSDPEKNW512G8-512G

INTEL 512GB INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB

KINGS-

TON 240GB KINGSTON A1000-SA1000M8/240G (Gen3 x2)

KINGS-

TON 480GB KINGSTON KC1000 SKC1000/480G

PLEXTOR  256GB PLEXTOR PX-256M8SeGN-256GB
PLEXTOR  256GB PLEXTOR PX-256M8PeG-256GB
PLEXTOR  512GB PLEXTOR M9PEG-PX-512M9PEGN-512G
PATRIOT  240GB PATRIOT Hellfire M2 (240G)

Samsung 512GB Samsung 950PRO-MZVKV512-512GB



Vendor Capacity P/N

Samsung 128GB Samsung MZ-VLW1280-128GB (PM961)
Samsung 512GB Samsung MZ-V7P512-512G (970PRO)
Samsung 250GB Samsung MZ-V7E250-250G (970EVO)
Samsung 250GB Samsung MZ-V6E250-250G (960 EVO)
Team 240GB Team CARDEA-240G

TOSHIBA  256GB TOSHIBA OCZ RD400-256G
TOSHIBA  128GB TOSHIBA XG3-128G

WD 512GB WD SDAPNUW-512G-1006 (SN520) (Gen3 x2)
WD 1TB WD Black SN750-1TB (WDS100T3X0C-00SJGO)
WD 512GB WD WDS512G1X0C-00ENX0-512GB
2.5"HDD:
TOSHIBA 1TB TOSHIBA-MQ02ABD100H-MLC-NAND8G+HDIT-1T
SEAGATE 500GB SEAGATE-ST500LMO021-3Y/P-500G
SEAGATE B SEAGATE-FIRECUDA-LX015-ST1000LX015-5Y/P-
! 7mm-1T-W/8G
WD 750GB WD-BLACK-WD7500BPKX-750G
WD 1TB WD-RED-WDI10JECX-INTELLIPOWER-1T
WD 1TB WD-BLUE-WDI10SPZX-00Z10T0-1T-3Y-02
HGST 1TB HGST-HTS721010A9E630-1TB
2.5"SSD:

Vendor Capacity P/N

KINGSTON 120GB KINGSTON-V300-SV300S37A-120G
KINGSTON KINGSTON-HYPERX-FURY-RGB-

120GB SHFR200/240G-240G-W/RGB CABLEx1
KINGSTON  240GB KINGSTON-HYPERX-SAVAGE-SHSS37A/240G
TOSHIBA 128GB TOSHIBA-Q300 PRO-HDTS412AZSTA-128G
TOSHIBA 120GB TOSHIBA-Q300-HDTS712AZSTA-120G

WYVO 240GB WYVO-APS1-SSB240GTLC4-SA-AF-240G
ADATA 120G ADATA-GAMING-XPG-5X930-ASX93053-120GM-C-
120G
ADATA 256GB ADATA-ULTIMATE-SU900-ASU900SS-256 GM-C-
256G
APACER 120GB APACER-PANTHER-AS350-AP120GAS350-1-120G
TRAN-
128GB TRANSCEND-SSD340K-TS128GSSD340K-128G
SCEND
TRAN-
128GB TRANSCEND-SSD370S-TS128GSSD370S-128G
SCEND
INTEL 240GB INTEL-730SERIES-SSDSC2BP240G4R5-240GB

X300TM-ITX
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INTEL
SANDISK
SANDISK
PLEXTOR
PLEXTOR
CRUCIAL
CRUCIAL
OCZ

0OCZ

WD

WD

UMAX
PIONEER
ANACONDA
KLEVV
TCELL
Liteon
V-Color
HIKVISION
SAMSUNG

TEAM

128GB
128GB
240GB
256GB
256GB
250GB
120GB
120GB
120GB
120GB
250GB
240GB
120GB
240GB
240GB
240GB
240GB
240GB
480GB

250GB

250GB

5455 SERIES-SSDSC2KW128G8X1-128G
SANDISK-X300-SD7SB6S-128G
SANDISK-EXTREME PRO-SDSSDXPS-240G
PLEXTOR-M6V-PX-256M6V-256G
PLEXTOR-M6 PRO-PX-256M6PRO-256G
CRUCIAL-MX500-CT250MX500SSD1-250G-5Y
CRUCIAL-BX500-CT120BX500SSD1-120G-3Y
OCZ-VECTOR180-VTR180-25SAT3-120G-120G
OCZ-TRION100-TRN100-25SAT3-120G
WD-GREEN-WDS120G2G0A-00JH30-120G-3Y
WD-BLUE-WDS250G2B0A-00SM50-250G-5Y
UMAX-S330-HDUM330SSD240G-240G-3Y
PIONEER-APS-SL3N-APS-SL3N-120-120G-3Y

ANACONDA-TS SERIES-TS240201803718-240G-3Y

KLEVV-NEO-N500-D240GAA-N500-240G-3Y
TCELL-TT650-240G-3Y
LITE-ON-MU3-PH6-PH6-CE240-12-240G-3Y
V-COLOR-VSS100-VSS100-240G-FO-240G-3Y
HIKVISION-C100-HS-SSD-C100-480G-3Y
SAMSUNG-860EVO-MZ-76E250BW-MZ7LH-
250HAHQ-250G

TEAM GROUP-T-FORCE-DELTA RGB-
T253TR250G3C313-5V-250G-3Y
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein H410TM-ITX Motherboard entschieden haben. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-
Schritt-Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

X300TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Formfaktor)
X300TM-ITX-Schnellinstallationsanleitung (optional)

1 x Thin-Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x SATA-Stromkabel (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform ¢ Thin Mini-ITX Formfaktor
¢ Feststofftkondensator-Design

Prozessor e Unterstiitzt AMD-CPUs mit AM4-Sockel (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, bis 65 W)
o Unterstiitzt CPU bis 65 W
e 5-Leistungsphasendesign

Chipsatz e AMD X300

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
¢ 2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze
e AMDs APUs der Renoir-Serie unterstiitzen untergepufferten
DDR4-3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepufferter
Speicher*
e Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepufferter Speicher*
* Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepufferter Speicher*
* Bitte beachten Sie Seite 13 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-SO-DIMM.
o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
¢ 15-p-Goldkontakt in SO-DIMM-Steckplitze

Erweiter-
ungssteck- e 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
platz

Grafikkarte o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU der
Ryzen-Serie*
* Tatsichliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Freigabespeicher von standardmaflig 2GB. Max. Freigabespeicher
unterstiitzt bis zu 16GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
¢ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: 2 x HDMI-, 1 x LVDS-Ports
¢ Unterstiitzt 2 x HDMI 2.1 mit maximaler Auflésung von 4K bei
60 Hz
HDMI x 1-Port (Riickseite)
HDMI x 1-Port (intern)



Audio

LAN

E/A

Speicher

Anschluss

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.1-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt LVDS mit max. Auflosung bis zu 1920x1080 bei 60 Hz
Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.1-Port

* Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 2.0-Port

Realtek-ALC233-Audiocodec
1 x Kopthérer-Anschluss
1 x Mikrofoneingang

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Untersttitzt PXE

1 x Gleichspannungsanschluss (kompatibel mit 19-V-Netzteil)

1 x Serieller Port COM

2 x HDMI-Ports: HDMI1 (Riickseite), HDMI2 (intern)

3 x USB-3.2 Gen1-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2-Genl1-Type-C-Anschluss (Co-Layout USB 3.2 Genl
Type-A) (unterstiitzt Schutz vor elektrostatischer Ladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line Out / Mikrofon

1 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

1 x Ultra M.2 Socket, unterstiitzt M Key-Typ 2260/2280 M.2
SATA3 6,0 GBit/s-Modul und M.2 PCI Express-Modul bis zu
Gen3 x4 (32 GBit/s)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* (Optional) 2 x SATA3-6,0-Gb/s-Anschliisse, 1 x Ultra-M.2-Sockel,
unterstiitzt M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4 (32 Gb/s)

¢ 1 x Gehiuseeingriff-Stiftleiste
¢ 1 x Spannungsauswahl-Stiftleiste an der Blende

¢ 1 x Hintergrundbeleuchtung-Wechselrichter-Spannungsauswahl-

Stiftleiste

X300TM-ITX
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BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwa-
chung

Betriebs-
system

Leistung

Zertifi-
zierungen

1 x FPD-Helligkeitsstiftleiste

1 x Aus-Stiftleiste an der Blende

1 x LVDS-Stecker

2 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Die CPU-Liifteranschliisse unterstiitzen CPU-Gebldse mit max. 1 A
(12 W) Gebliseleistung.

1 x 4-poliger 19-V-Netzanschluss

1 x Audioanschluss an Frontblende

1 x Interne Lautsprecherstiftleiste (4-polig)

1 x SATA-Netzanschluss

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

Unterstiitzt ,Plug-and-Play*

ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

Unterstiitzt Jumper-frei

SMBIOS 2.3-Unterstiitzung
DRAM-Spannungsanpassung

CPU-Temperaturerkennung

CPU-Liiftertachometer

Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-Temperatur)
CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

1 x DC-Buchse (unterstiitzt 19 V Gleichstromadapter)

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die
Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen

von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.



X300TM-ITX

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen
Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen® sind, wenn eine Jumper-Kappe

auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

. 4

W WG W

Short Open

CMOS-18schen-Jumper 1_2

(CLRMOS1) oxo)

(siehe S. 1, Nr. 4) Standard

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen Sie
dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOSI1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe
kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie
den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung loschen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-L6schung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Gehiiuseeingriffstatus an.
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Hintergrundbeleuchtung- [eXeXe) 1-2:+12V
Wechselrichter- 123 2-3:+19V
Spannungsauswahl-

Stiftleiste

(3-polig, BKT_PWR1)

(siehe S. 1, Nr. 7)

Spannungsauswahl- +3V +5 V [Standard] +12V

Stiftleiste an der Blende

(6-polig, PNL_PWR1) @060 o[ o © o0
©) © ©

(siehe S. 1, Nr. 10) ﬁ © l?' © 5

Warnung:
Wenn die fiir die Hintergrundbeleuchtung oder das Panel ausgewiéhlte Leistung die
Spezifikationswerte iibersteigt, kann das Panel beschidigt werden.



—_—

4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschédigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

Verbinden Sie Ein-/Austaste,
Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse

X300TM-ITX

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+

Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Thres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstati ige an der Frontblende des Gehd verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED
ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel-
und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Interne

Lautsprecherstiftleiste

(4-polig SPK_OUT1)

Bitte verbinden Sie den
Gehauselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

- - +
(siehe S. 1, Nr. 17) R L
Serial-ATA-III-Anschluss SATA_1 Dieser SATA-III-Anschluss
(SATA_1: [——| nimmt SATA-Datenkabel zum
siehe S. 1, Nr. 3) Anschluss interner Speichergerite
mit einer Datentibertragungsgesc
hwindigkeit bis 6,0 Gb/s auf.
SATA-Netzanschluss Bitte SATA -Stromkabel
(SATAPWRI: 1 — 5V anschlieRen.
siehe S. 1, Nr. 2) S
»—— GND
— 12V
USB 2.0-Stiftleisten UpBSPWR Es gibt zwei Stiftleisten an

(9-polig, USB_4_5)
(siehe S. 1, Nr. 5)
(9-polig, USB_6_7)
(siehe S. 1, Nr. 6)

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

p.
USB_PWR
Audioanschluss an Diese Stiftleiste dient dem
OUT_RET—O|Of— OUT2_L

Frontblende Ol— 1_sense Anschlieflen von Audiogeriten an
MIC_RED ——O| O OUT2_R

(9-polig, HD_AUDIO1)  presences O wcz_r  der Frontblende.
GND MIC2_L

(siehe S. 1, Nr. 18)




&

1.

N

X300TM-ITX

High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehiuse muss dazu jedoch
HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer
Anleitung und der Anleitung zum Gehiuse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,, FrontMic (Vorderes Mikrofon)“~Register

in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelautstirke) an.

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

TN

Dieses Motherboard bietet zwei
4-polige CPU-Liifteranschliisse
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen

GND
(4-polig, CPU_FAN2) e ey mdchten, verbinden Sie ihn bitte
(siehe S. 1, Nr. 14) FAN_SPEED_CONTROL mit Kontakt 1 bis 3.
ATX-19-V-Netzanschluss — An diesen Anschluss schliefen

(4-polig ATX_PWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

+I9V4‘DE—*+I9V
GND#«DE—*GND

Sie ein ATX-19 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

FPD-Helligkeitsstiftleiste
(8-polig, BKL_
INVERTER)

(siehe S. 1, Nr. 8)

1 8

gooo00000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR

: BKLT_EN
BKLT_PWM
GND

GND

: Brightness_Up

© N U A W N =

: Brightness_Down
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LVDS-Panel-Anschluss

(30-polig, LVDS1) 1 LCD_VDD 16 CLK1P

(siehe S. 1, Nr. 11) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Gehduseeingriff-Stiftleiste Dieses Motherboard

(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehauseabdeckung
entfernt wurde. Diese
Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungs-

design voraus.

Aus-Stiftleiste an der
Blende

(2-polig PNL_SW1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

38

GND
PWRDN

Mit dieser Stiftleiste kann ein
Schalter verbunden werden, der
die Hintergrundbeleuchtung des
LVDS-Displays ein-/abschaltet.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére H410TM-ITX. Dans cette documentation, les Chapitres

1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mére et a son installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte meére X300TM-ITX (facteur de forme Thin-Mini ITX)
¢ Guide d’installation rapide X300TM-ITX (Optionnel)

1 x dispositif de protection d’E/S Thin-Mini ITX (Optionnel)
1 xdispositif de protection d’E/S Mini ITX (Optionnel)

¢ 1x cable de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

¢ 1 x cable d’alimentation SATA (Optionnel)

e 2 xvis pour sockets M.2 (M2*2) (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

40

Facteur de forme Thin-Mini ITX

Conception a condensateurs solides

Prend en charge les CPU avec socket AMD AM4 (Renoir, Picasso,
Raven Ridge, jusqua 65 W)
Prend en charge les unités centrales jusqua 65W

Alimentation a 5 phases
AMD X300

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DDR4 SO-DIMM

Les APU AMD série Renoir prennent en charge les mémoires sans
tampon non ECC DDR4 3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge les
mémoires sans tampon non ECC DDR4 2933/2667/2400/2133*
Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) prennent

en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

* Veuillez consulter la page 13 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de SO-DIMM DDR4.

Capacité max. de la mémoire systéme : 64 Go
Contacts dorés 15 sur fentes SO-DIMM

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU

série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum

prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de

mémoire systéme installée.

Trois options de sortie graphique : 2 x ports HDMI, 1 x port LVDS
Prend en charge 2 x HDMI 2.1 avec résolution maximale de 4K @
60 Hz

1 x port HDMI (arriére)

1 x port HDMI (interne)
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Audio

Réseau

E/S

Stockage

Connecteur

¢ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),

xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.1 (un
écran compatible HDMI est requis)

¢ Prend en charge LVDS avec une résolution maximale de 1920x1080

@ 60 Hz

¢ Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 2.1
* Prend en charge HDCP 2.2 via port HDMI 2.0

Codec audio Realtek ALC233
1 x prise casque
1 x Entrée MICRO

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111GR

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)

1 x port série: COM

2 x ports HDMI : HDMI1 (arriere), HDMI2 (interne)

3 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (co-disposition USB 3.2 Genl
Type-A) (Protection contre les décharges électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

Connecteurs jack audio HD : Sortie Ligne / Micro

1 x connecteur SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x socket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express jusqu'a
Gen3 x4 (32 Gol/s)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* (Optionnel) 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, 1 x socket Ultra M.2,
prend en charge les modules PCI Express M.2 jusqua Gen3 x4 (32 Go/s)

¢ 1 x embase d’intrusion chassis
¢ 1 x embase de sélection de la tension de la dalle

¢ 1 x embase de sélection de la tension de I'inverseur de rétroéclairage
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

Alimentation

Certifications

1 x embase de luminosité de [écran plat
1 x embase d’arrét de la dalle
1 x connecteur LVDS

2 x connecteurs pour ventilateur de processeur (4 broches)

* Les connecteurs pour ventilateurs de CPU prennent en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur d’alimentation 19V 4 broches

1 x embase audio du panneau frontal

1 x embase de haut-parleur interne (4 broches)

1 x connecteur d’alimentation SATA

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2.3

Réglage de la tension DRAM

Détection de la température du processeur

Tachéometre ventilateur processeur

Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du processeur)
Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

1 x prise CC (Prend en charge les adaptateurs d'alimentation 19 V
CC)

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

éventuels provoqués par loverclocking.



1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le
capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ». Lillustration
représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un

capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

W W %

Short Open
Cavalier Clear CMOS 1_2
(CLRMOS1) o o [

(voir p.1, No. 4) Par défaut

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOS1 pendant 5 secondes.
Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous
avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout
dabord redémarrer le systeme, puis éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS.
Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront

uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Ihistorique des intrusions de chdssis précédentes.

X300TM-ITX
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Embase de sélection de la
tension de I'inverseur de
rétroéclairage
(BKT_PWRI a 3 broches)
(voir p.1, No. 7)

1-2:+12V
2-3:+19V

Embase de sélection de la
tension de la dalle
(PNL_PWRI a 6 broches)
(voir p.1, No. 10)

Avertissement :

+5 V [Par défaut]

i

+12V

© ©

©

o] ©

En cas de sélection d’une puissance de rétroéclairage ou d’'une puissance de panneau

supérieure aux spécifications du panneau, cela peut endommager le panneau.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de

capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

di a irrémédiabl t votre carte mére.

embases ou connecteurs

¢

Embase du panneau systéeme PLED: Branchez le bouton de mise
PWRBTN#
GND

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 16)

PL
en marche, le bouton de

24

réinitialisation et le témoin détat

du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant

HDLED-
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les céables.

PWRBTN (bouton d’alimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Embase de haut-parleur 1 Veuillez brancher le haut-parleur
interne 000 du chéssis sur cette embase.
(SPK_OUT1 a4 broches)
_ R+ - - +1L

(voir p.1, No. 17)
Connecteur Serial ATA3 SATA_1 Ce connecteur SATA3 prend
(SATA_1: [ 1] en charge les céble de données
voir p.1, No. 3) SATA pour les périphériques de

stockage internes avec un taux de

transfert maximal de 6,0 Go/s.
Connecteur d’alimentation Veuillez brancher les cable
SATA 1 — 5V d'alimentation SATA.
(SATAPWRI: =~ GNP

=—— GND
voir p.1, No. 2)
— 12V

Embases USB 2.0 uSe_PWR Cette carte mére comprend deux

(USB_4_5 a9 broches)
(voir p.1, No. 5)
(USB_6_7 a9 broches)
(voir p.1, No. 6)

p-
USB_PWR

connecteurs. Chaque embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

ports.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIOI a

9 broches)

(voir p.1, No. 18)

PRESENCE#
GND MIC2_L

out_reT—foJO}- ouT2_L

Of— J_SENSE
MIC_RED ——O| Oy OUT2_R
MIC2_R

Cette embase sert au branchement
des appareils audio au panneau
audio frontal.



R

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais
le panneau grillagé du chssis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.
Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour
installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les
brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle Realtek
et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

N

(CPU_FAN2 a 4 broches)

Connecteurs pour 1 GND Cette carte mere est dotée de deux
. 2 FAN_VOLTAGE .
ventilateur de processeur 3 CPU_FAN_SPEED connecteurs pour ventilateur de
4 FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FANT1 a 4 broches) processeur (Quiet Fan) a
(voir p.1, No. 13) GND 4 broches. Si vous envisagez

FAN_VOLTAGE .
FAN_SPEED de connecter un ventilateur de

FAN_SPEED_CONTROL \ .
processeur a 3 broches, veuillez le

(voir p.1, No. 14) brancher sur la broche 1-3.
Connecteur d’'alimentation Veuillez connecter une source
ATX 19V wov—E ][ H-+19v d'alimentation ATX 19V a ce
(ATX_PWRI a 4 broches) sro—|L ][ Jf-om0 connecteur.

(voir p.1, No. 1) *La fiche d'alimentation électrique

s'adapte a ce connecteur dans un

seul sens.
Embase de luminosité de 1 8 1: BKLT_PWR
écran plat 2: BKLT_PWR
(BKL_INVERTER DOO00000 3: BKLT_EN
8 broches) 4: BKLT_PWM
(voir p.1, No. 8) 5: GND

6: GND

7: Brightness_Up

8: Brightness_Down

X300TM-ITX
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Connecteur panneau LVDS
(LVDS1 a 30 broches)
(voir p.1, No. 11)

1 LCD_VDD 16 CLK1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 A1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Embase d’intrusion chéssis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 15)

Cette carte mére prend en charge
la fonction de détection CHASSIS
OUVERT qui alerte l'utilisateur
en cas de retrait du boitier du
chéssis. Cette fonction requiert
un chassis a conception intégrant

la détection d’intrusion.

Embase d’arrét de la dalle
(PNL_SW1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 9)

GND
PWRDN

Cette embase peut étre utilisée
pour raccorder un interrupteur
qui active/désactive le rétroéclai-
rage de lécran a dalle LVDS.
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1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre H410TM-ITX. In questo manuale, i capitoli 1 e 2

contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre X300TM-ITX (fattore di forma sottile mini-ITX)
¢ Guida rapida di installazione X300TM-ITX (opzionali)

¢ 1x1I/O Shield sottile Mini ITX (opzionali)

¢ 1x1/O Shield Mini ITX (opzionali)

¢ 1 x cavo dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 1x cavi di alimentazione SATA (opzionali)

e 2xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma e Fattore di forma sottile mini-ITX

¢ Design condensatore solido

CPU ¢ Supporta socket CPU AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven Ridge,
fino a 65 W)
e Supporto di CPU fino a 65W
* Potenza a5 fasi

Chipset e AMD X300

Memoria ¢ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
e 2x Alloggi DDR4 SO-DIMM
e Le APU serie AMD Renoir supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
e Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
e Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
* Fare riferimento a pagina 13 per il supporto della frequenza massima
DDR4 SO-DIMM.
¢ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
¢ Contatti doro 15u negli alloggi SO-DIMM

Alloggio

99 . * 1x Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
d’espansione
Grafica e Grafica AMD Radeon' serie Vega integrata nelle APU serie

Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima
supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
¢ Tre opzioni di output grafico: 2 x HDMI, 1 x porte LVDS
e Supporta 2 x HDMI 2.1 con risoluzione massima fino a 4K a
60 Hz
1 x porta HDMI (posteriore)
1 x porta HDMI (interna)
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Audio

LAN

1/0

Archiviazione

Connettore

e Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),

xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.1

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

e Supporto LDVS con risoluzione massima fino a 1920x1080 a

60 Hz

e Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 2.1
* Piccaso supporta HDCP 2.2 con porta HDMI 2.0

Codec audio Realtek ALC233
1 x connettore cuffie
1 x MIC-In

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)

1 x porta seriale: COM

2 x porte HDMI: HDMI1 (posteriore), HDMI2 (interna)

3 x porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta USB 3.2 Gen1 di tipo C (co-layout USB 3.2 Gen1 di

tipo A) (supporta protezione ESD)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

Connettori audio HD: Uscita Line/Microfono

1 x connettore SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot
Plug

1 x Presa Ultra M.2, supporta tipo M Key 2260/2280 M.2 modulo
SATA3 6,0 Gb/s e modulo PCI Express M.2 fino a Gen3 x4

(32 Gb/s)

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* (Opzionali) 2 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s, 1 x Socket Ultra M.2,
supporta il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)

¢ 1 x Header di intrusione nello chassis
¢ 1 x Header di selezione tensione pannello

e 1 x Header di selezione tensione inverter retroilluminato
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Alimentazi-
one

Certificazioni

1 x Header di luminosita FPD

1 x Header di spegnimento pannello
1 x connettore LVDS

2 x connettori ventola CPU (4 pin)

* 1 connettori della ventola della CPU supportano ventole della CPU

con potenza massima 1A (12W)

1 x connettore alimentazione 19V 4-pin

1 x connettore audio pannello frontale

1 x connettore casse interne (4 pin)

1 x connettore alimentazione SATA

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta

protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1
Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione tensione DRAM

Rilevamento temperatura CPU

Flussometro ventola CPU

Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in base
alla temperatura della CPU)

Controllo varie velocita ventola CPU

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit

1 x connettore CC (supporta alimentatori CC 19 V)

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione

A delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio
rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper & "cortocircuitato". Se sui pin non & posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto"”. L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pinl

e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper ¢ posizionato su questi 2 pin.

4

W WG W

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS 1_2
(CLRMOS1) 0 o [

(vedere pag. 1, n. 4) Predefinito

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare

la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il
profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Header di selezione [eXeXe) 1-2: 412V
tensione inverter 123 2-3:+19V
retroilluminato

(3 pin BKT_PWR1)

(vedere pag. 1, n. 7)

Header di selezione +5V

tensione pannello +3V [impostazione predefinita]

(6 pin PNL_PWRI) o@ o Y E
(vedere pag. 1, n. 10) 190 o ol o ©

+12V

b““[:]m@
00
00

Attenzione:
Se la potenza di retroilluminazione selezionata o la potenza del pannello ¢ superiore alle
specifiche del pannello, potrebbe danneggiarlo.



1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+

sistema

(PANELI a 9 pin)

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore

di stato del sistema del telaio

(vedere pag. 1, n. 16) ! a questa basetta in base
all'assegnazione dei pin definita di
HDLED-
HDLED+ seguito. Annotare i pin positivi e

negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto d'alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato
di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando
& spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale

consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED attivita
del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a
questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.

X300TM-ITX

55



56

Connettore casse interne
(SPK_OUT!1 4 pin)
(vedere pag. 1, n.17)

1

o[e)e)e

Collegare l'altoparlante dello
chassis a questo header.

R+ - - +1L
Connettore Serial ATA3 SATA_1 Questo connettore SATA3
(SATA_1: [ —d]| supporta i cavi dati SATA per
vedere pag. 1, n. 3) dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
Connettore alimentazione Collegare i cavi di alimentazione
SATA ! — 5 SATA.
(SATAPWRI: R
»—— GND
vedere pag. 1, n. 2)
— 12V
Header USB 2.0 uss_PWR Ci sono due connettori su questa

(USB_4_5 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)
(USB_6_7 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

P-
USB_PWR

scheda madre. Ciascun header
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

OUT_RET—O|Of— OUT2_L

OF— J_sl
MIC_RED ——O[OF

ENSE
OUT2_R

PRESENCE#

MIC2_R

GND &

MiC2_L

Questo header serve a collegare i
dispositivi audio al pannello audio

anteriore.



R
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis
deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro

manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario collegarli
per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo

Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola CPU
(CPU_FANTI a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

(CPU_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNTRNIN

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola CPU a

4 pin (Quiet Fan). Se si decide di
collegare una ventola della CPU a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX da 19V
(ATX_PWRI 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

+I9V7<DB7+WV
GNngB—GND

Collegare un alimentatore ATX a
19V a questo connettore.

*La spina di alimentazione

puo essere inserita in questo
connettore con un solo

orientamento.

Header di luminosita FPD
(BKL_INVERTER a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

1 8

gooo00000

1: BKLT_PWR

2: BKLT_PWR

3: BKLT_EN

4: BKLT_PWM
5: GND

6: GND

7: Luminosita_Su
8

: Luminosita_Giu

57



Nome del Nome del
Connettore pannello LVDS PIN PIN

segnale segnale
(30 pin LVDS1) 1 LCD_VDD 16 CLKIP
(vedere pag. 1, n. 11) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 AS5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Header di intrusione nello Questa scheda madre supporta
chassis GND la funzionalita di rilevamento
(CIl1 a2 pin) signal m 1 CASE OPEN che rileva se il
(vedere pag. 1, n. 15) coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento di
intrusione nello chassis.
Header di spegnimento GND Questo header puo essere
pannello g: PWRDN utilizzato per collegare un
(PNL_SW1a 2 pin) 1 interruttore che accende/spegne
(vedere pag. 1,n.9) la retroilluminazione del display

del pannello LVDS.



X300TM-ITX

1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base H410TM-ITX. En esta documentacion, los capitulos 1y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base X300TM-ITX (factor de forma Thin Mini-ITX)
¢ Guia de instalacién rapida de X300TM-ITX (Opcional)

¢ 1 x Proteccién de E/S Thin-Mini ITX (Opcional)

¢ 1 x Mini ITX escudo I/O (Opcional)

¢ 1x Cable de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x Cable de alimentacion SATA (Opcional)

e 2 x Tornillos para sockets M.2 (M2*2) (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma ¢ Factor de forma Mini-ITX

¢ Disefio de condensador sdlido

CPU ¢ Admite CPU con zécalo AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, hasta 65 W)
¢ Admite CPU de hasta 65 W.
¢ Disefio de 5 fases de alimentacién

Conjunto de e AMD X300
chips

Memoria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
e 2 x Ranuras DIMM SO DDR4
e Las APU de la serie AMD Renoir admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 no ECC*
e Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 no ECC *
e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 2933/2667/2400/2133 no ECC *
* Consulte la pagina 13 para conocer las frecuencias méximas
compatibles de DDR4 SO-DIMM.
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
¢ Contacto 15u Gold en ranuras SO-DIMM

Ranura de , . . . -
.. e 1x Zdbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT
expansion

Graficos e Tarjeta gréfica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria maxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
o Tres opciones de salida de graficos: 2 x HDMI, 1 x puerto LVDS
e Admite 2 x HDMI 2.1 con una resolucion maxima de 4K a 60 Hz
1 x Puerto HDMI (Trasero)
1 x Puerto HDMI (Interno)
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Audio

LAN

E/S

Almacena-
miento

Conector

Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.1 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Admite LVDS con una resolucién méxima de 1920x1080 a 60 Hz
Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 2.1

* Picasso admite HDCP 2.2 con puerto HDMI 2.0

Céddec de audio Realtek ALC233
1 x Conector de auriculares
1 x Entrada de micréfono

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector de CC (compatible con adaptador de alimentacién
de 19V)

1 x Puerto serie: COM

2 x Puertos HDMI: HDMI1 (Trasero), HDMI2 (Interno)

3 x Puerto USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl Tipo-C (disefio conjunto USB 3.2 Genl
Tipo-A) (admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Salida de linea / Micr6fono

1 x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con las funciones
NCQ, AHCI y Conexién en caliente

1 x Zécalo Ultra M.2 que admite el mddulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI Express M.2 hasta
Gen3 x4 (32 Gb/s)

* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
* (Opcional) 2 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, 1 x Zdcalo Ultra M.2,
que admite el médulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
1 x Base de conexiones de seleccion de voltaje del panel
1 x Base de conexiones de seleccion de voltaje del inversor de

retroiluminacion

X300TM-ITX
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Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Alimentacion

Certifica-
ciones

1 x Base de conexiones de brillo FPD

1 x Base de conexiones de apagado del panel

1 x Conector LVDS

2 x Conectores para ventilador de la CPU (4 contactos)

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU

con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.

1 x Conector de alimentacién de 19V de 4 contactos

1 x Conector de audio en el panel frontal

1 x Base de conexiones de altavoz interna (4 contactos)

1 x Conector de alimentacién SATA

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
Compatible con “Plug and Play”

Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

Compatible con Jumper FREE

Admite SMBIOS 2.3

Ajuste del voltaje DRAM

Deteccién de temperatura en la CPU

Tacometro de ventilador de la CPU

Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automatico de la velocidad
del ventilador del chasis mediante temperatura de la CPU)
Control de varias velocidades del ventilador de la CPU

Detecciéon de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12'V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU

Microsoft® Windows® 10 64 bits

1 x Conector de CC (admite adaptadores de alimentacién de 19V
y CC)

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, darar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su

propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por

los posibles dafios causados por el overclocking.



1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”. La ilustracion muestra un puente de 3 contactos cuyo contacto 1y

contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 contactos.

4

W WG W

Short Open
Puente de borrado de CMOS 1_2
(CLRMOS1) o o[

(consulte la pag. 1, n° 4) Predeterminado

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice un tapa de puente para acortar el contacto2 y el contacto3 en el CLRMOS]1 durante 5
segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS.
Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema
primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.
Tenga en cuenta que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado
seran eliminados unicamente si se retira la pila del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.

X300TM-ITX
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Base de conexiones [oReXe) 1-2:+12V
de seleccién de 123 2-3: 419V
voltaje del inversor de

retroiluminacion

(BKT_PWRI de 3 pines)

(consulte la pag. 1, n° 7)

Base de conexiones de +3V  +5V [predeterminado]  +12V

SHIN

2

seleccion de voltaje del

panel
(PNL_PWRI de 6 pines)
(consulte la pag. 1, n° 10)

o] ©
00
00

Advertencia:
Sila potencia de retroiluminacion o la potencia del panel seleccionada son superiores a las
especificaciones del panel, este puede resultar dafiado.



X300TM-ITX

—_—

4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dariard de forma

permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELTI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

Conecte el botdn de alimentacidn,
el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segun las

HDLED-
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la

que su sistema se apagard mediante el botén de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacioén del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de ali i6n, botén de restablecimiento, indicador LED de
alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo
del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los
contactos coinciden correctamente.
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1

Base de conexiones de Conecte el altavoz del chasis a
altavoz interna OJOXO) este cabezal.
(SPK_OUTT1 de 4 contactos) R+ - - + 1L

(consulte la pag. 1, n° 17)

Conector Serie ATA3 SATA 1 Este conector SATA3 es
(SATA_1:
consulte la pag.1, n° 3) SATA para dispositivos de

|

compatible con cable de datos

almacenamiento interno con una

velocidad de transferencia de

datos de hasta 6,0 Gb/s.

Conector de alimentaciéon Conecte un cable de alimentacién
SATA 1 — 5V SATA.
(SATAPWRI: =]~ GND

I — GND
consulte la pag.1, n° 2) ol

— 12V
Bases de conexiones USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones en

(USB_4_5 de 9 pines) esta placa base. Cada cabezal

(consulte la pag. 1, n° 5) USB 2.0 admite dos puertos.
(USB_6_7 de 9 pines)
(

consulte la pag. 1, n° 6)

p.
USB_PWR
Conector de audio en el out_ReT—OJo}- out2. L Este cabezal se utiliza para
— J_SENSE . sys .
panel frontal MIC_RED — ] our2r  conectar dispositivos de audio al
HD_AUDIOLI de 9-pines) "ot MR Hanel de audio frontal.
P GND MIC2_L P

(consulte la pag. 1, n° 18) 1



Q

X300TM-ITX

El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores,
sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda funcionar
correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis
para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los

pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario que
los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel de
control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores para ventilador 1 GND Esta placa base contiene dos
2 FAN_VOLTAGE
dela CPU 3 CPU_FAN_SPEED conectores de ventilador
4 FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FANI1 de 4-pines) (ventilador silencioso) de CPU
(consulte la pag. 1, n° 13) GND de 4 contactos. Si tiene pensando

(CPU_FAN?2 de 4-pines)

FAN_VOLTAGE .
FAN_SPEED conectar un ventilador de CPU de

FAN_SPEED_CONTROL ,
3 contactos, conéctelo al contacto

(consulte la pag. 1, n° 14) 1-3.

Conector de alimentaciéon — Conecte una fuente de

ATX de 19V e g % 7Y alimentacién ATX 19V en este
GND—} |- GND

(ATX_PWRI 4-pines) conector.

(consulte la pag. 1,n° 1) *El enchufe de la fuente de

alimentacion encaja en este

conector en una Unica direccion.

Base de conexiones de 1 8 1: BKLT_PWR
brillo FPD 2: BKLT_PWR
(BKL_INVERTER de Hoo00000 3: BKLT_EN
8 contactos) 4: BKLT_PWM
(consulte la pag. 1, n° 8) 5: GND
6: GND
7: Subir_Brillo
8: Bajar_Brillo
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Conector del panel LVDS PIN NOmBrSEs PIN NOMBISES

la senal [EXTLE]
(LVDS1 de 30 pines)

1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(consulte la pag. 1, n° 11) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Base de conexiones para GND m Esta placa base es compatible
manipulacion del chasis Signal I : con la funcién de deteccién de
(CI1 de 2 pines) CUBIERTA ABIERTA que detecta
(consulte la pag. 1, n° 15) si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcién requiere un
chasis disenado para la deteccién
de intrusion del chasis.
Base de conexiones de GND Esta base de conexiones se
apagado del panel g: PWRDN puede utilizar para conectar un
(PNL_SW1 2 pines) 1 interruptor que enciende y apaga
(consulte la pag. 1, n° 9) la retroiluminacion de la pantalla

del panel LVDS.



X300TM-ITX

1 BBepeHue

Brrarogapum Bac 3a npuo6perenne cucreMuoit wiatsl H410TM-ITX. Pasgensr 1 n 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COflep>KaT o611[ye CBEJIeHNs O CYCTEMHOII II/IaTe ¥ MOIIaroBbie
MHCTPYKIUN TIO YCTaHOBKE.

BIOS codepicumoe Hacmosiujeii JoKymeHmau mosxcem Guimv usmereHo 6e3 npedsapumensHozo

Q o npuuure 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00echeHeH s
YBe0OMIIEHUS.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

¢ Cucremnast wiara X300TM-ITX (roukuit popm-dakrop Mini-ITX)

¢ Kparkoe pykoBogcTBo 1o ycranoBke X300TM-ITX (mprobperatoTcs OT/e/IbHO)

¢ 1 x ToHKwMit 3KpaH IaHesy ¢ mopTamu BBoga-BeiBoga Mini ITX (npunobperaercs
OT/IENIbHO)

¢ 1 x OxpaH IaHe/ ¢ mopramu BBoga-sbiBoia Mini ITX (npnobperaercs otenpHO)

¢ 1 x Kabenp nepenaun nanubix Serial ATA (SATA) (mpuobperaeTcst OTHENBHO)

e 1 x Kab6emn muranns SATA (npuobperaercst OT/€/IbHO)

e 2 x Bunrt st paspema M.2 (M2*2) (mprobpeTtaeTcst OTAENIbHO)
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Fpadpunueckas
nopgcncrema

70

o Toukwuit popm-daxrop Mini-ITX
¢ CxeMa Ha OCHOBE TBEPJOTEIbHBIX KOH/ICHCATOPOB

¢ Tloppepxxusatorcs npoueccopsl AMD nop coker AM4 (Renoir,
Picasso, Raven Ridge, 1o 65 Br)
e Tloppepsxusatorcs LIIT momHOCTBIO 0 65 BT,

e Cuncrema mmuTaHuA 5
e AMD X300

¢ JIByxkaHanbHasA mamsaTb DDR4

e 2xcnora DDR4 DIMM

e IIponeccopsr AMD cepun Renoir mopjiep>XuBaroT MO/ MaMATH
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ¢ 6e3 ECC, He6ydeprusoBaHHOI
mamATI

¢ IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Picasso) nopep>xuBarT
mopymu mamaT DDR4 2933/2667/2400/2133 ¢ 6es ECC,
He6ydepusoBaHHOI maMsTIY

¢ IIpoueccopsr AMD ceprn Ryzen (Raven Ridge) noamepxuBaioT
mopym mamsit DDR4 2933/2667/2400/2133 ¢ 6es ECC,

HebydepnsoBaHHOI maMATIY

* MakcumasbHble nogjepsxupaemple 4actorsl DDR4 SO-DIMM cm

Ha cTp. 13.

* MaxkcumanbHbii 06bem O3Y: 64 I'6
e [losonouennsie (15 MKkM) KOHTaKTHI c1oToB SO-DIMM

e 1xcnor M.2 (xnrou E) st mogyst WiFi/BT tuma 2230

e Bcrpoennsiit Bupieoaanrep AMD Radeon™ cepun Vega B
nponeccopax APU cepun Ryzen*

* GakTryeckas Mojep>KKa 3aBUCUT OT MpoILieccopa

e DirectX 12, nukcenbHble mergepsl 5.0
e O6mmit 06bem nmamaATy o ymondanuio 2 I'b. TlognepxmBaercsa

MaKCUMaJIbHbIN 00muit o6beM mamsatyu go 16 I'b.

* JIna MakcuManbHOro obuiero o6bema mamary 16 I'b Tpebyerca

YCTaHOBUTD CHCTEMHYIO ITaMATh eMKOCThio 32 I'B.

e Tpu BusieoBbixopa: 2 x nopt HDMI, 1 x mopt LVDS

e Iloppepxka aByx HDMI 2.1 ¢ MakcMManbHBIM paspenieHyeM 10
4K mipn 60 Iy
ITopr HDMI x 1 (c3aan)
ITopr HDMI x 1 (BHyTpeHHMi1)



3ByK

LAN

MopTbi

BBoga/
BblBOAA

3anomu-
Halowme
ycTpoiicTBa

Pasbembl

TonmepxuBaroTcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/nser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) gepes mopr HDMI 2.1
(Tpebyercs coorerctBytoumit HDMI-MoHMTOD)

Ioppep>xxa LVDS ¢ MakcuManbHbIM paspenieHyeM 1o 1920x1080
nipu 60 Ty

Hoppep>xupaerca HDCP 2.3 yepes nopr HDMI 2.1.

* Picasso mognepxmBaercas HDCP 2.2 ¢ moprom HDMI 2.0

Aynnoxopex Realtek ALC233
1 X THe3[0 A/ HAYLIHUKOB
1 X MUKPOGOHHBII BXOJ,

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6ut/c

Realtek RTL8111GR

IMoppepxuBaeTcst mpobysxpeHme 1o JIBC

MornHnesamyTa 1 3alUTa OT IIEKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB
IMoppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppep>xusaeTca PXE

1 X BXOJI IMTaHMUA IIOCTOSHHOTO TOKa (COBMeCTHM ¢ 19-B 6710k0M
TIATAHSA)

1 x ITocneposarenbHblit mopt: COM

2 x mopra HDMI: HDMI1 (c3apu), HDMI2 (BHyTpeHHMi1)

3 x mopt USB 3.2 Genl tun A (¢ 3ammTOI OT 371€KTPOCTATUYECKIX
paspsoB)

1 x mopt USB 3.2 Genl tun C (pacrionoxeHssiit Bosie USB 3.2
Genl Ty A) (¢ 3aIUTOl OT 9EKTPOCTATHIECKOTO HATIPSKEHNA)
1 x mopt JIBC RJ-45 ¢ napukaropamn (AkTiuBHOCTH/CoefHeH e
n CKOpOCTB)

Pasbembl HD Audio: /Inneitnsiit Bbrxos/ Muxpodox

1 x mopt SATA3 6,0 I'6ut/c, noggepxnatorcss NCQ, AHCI n
«ropAdvasg» 3aMeHa

1 x cnot Ultra M.2, nognepsxuBaercsa mogynb M.2 SATA3 ¢
KmoyoM M Tuma 2260/2280 ¢ HPOIYCKHOI CIOCOGHOCTHIO
6,0 ['6ur/c u mopyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x4
(32 T'6bur/c)

* Ilopmep>kuBaoTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aycky Tuma NVMe
* (JononuntensHo) 2 x pazbema SATA3 6,0 ['6urt/c, 1 x coket Ultra
M.2, noppepsxka momyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x4

(32 T'6ur/c)

1 x Konoaxa A1t jaT4mKa BCKPBITHA KOPITyca
1 x Kormopixa BbI60pa HampsiKeHs ITaHe/N
1 x Kormopika BbI60pa HanpsbKeHUs MHBEPTOPA TIOfCBETKI

X300TM-ITX
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¢ 1x Konopxka spkoctu FPD
e 1 x Komopka BBIK/TIOUEH NS TTaHE/N
e 1x Paszvem LVDS
¢ 2 x Pazpema s BeutwisiTopos 11T (4-kOHTaKTHbIE)
* PagbeM IpOLIeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA MOAEPKIBAET
BEHTWIATOP C NOTpebysieMbIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).
e 1 x Paspem nuranus 19 B, 4-KOHTaKTHBIN
e 1 X AynuopasbeM JiiA TIepefHei maHenm
¢ 1 x Korozika /ij1st BHyTpeHHeTo fUHAMMKA (4-KOHTAKTHBIN)
e 1 x Pazpem muranus SATA
e 2 x Kononxn USB 2.0 (4 mopta USB 2.0) (¢ 3amuroit ot
9JIEKTPOCTATUUECKIX Pa3PsLOB)

MapameTpbl e AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopzep»koit rpapuaeckoro
BIOS nnrepdeiica

* [loppepxka Texnonornu «Plug and Play»

e CoBMeCTHMOCTS C yIIPaB/IeHIeM SHePronoTpebieHneM 1o

ACPI5.1

o Tloppepxka ¢pyukyu JumperFree

o TloppepxmBaerca SMBIOS 2.3

® Perymuposka HampspkeHnsa DRAM

KonTtponb ¢ Jlaruuk temneparypsl LTI
o6opygoBaHus o Taxomerp BeHTMIATOpa III1
¢ Becmrymubiit Beatuasarop LT (c aBToMaTmaeckoit
PETyIMpOBKO¥ CKOPOCTH BpalleHNA KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA
110 TeMIIepaType Ipoleccopa)
® PerynupoBka cKOpocTU BpalleHus BeHTunATopa LII1
o JlaT4nK BCKpHITHA KOPITyca
e Konrposnb Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore IITI

OnepauuoHHble  * Microsoft®” Windows® 10 (64-paspsynas)
cncTemMbl

MutaHune e 1 x PazpeM n0CTOSHHOTO TOKA (IIOAePXKMBAOTCS O7I0KI
nuranusa Ha 19 B moct. Toka)

CepTndukauus e FCC,CE
e Cosmectumoctsb ¢ ErP/EuP (#eobxopgum 610K muTaHus,
cooTBeTcTBYROWMIT cTangapry ErP/EuP)

Credyem yuumviéamo, 4mo paszoH npoueccopa, 6K104as usmenenue nacmpoek BIOS, npumenenue
A mexwonozuu Untied Overclocking u ucnonb306anie uHCMpymenmos paseona He3asUCUMblX
npoussooumeneii, ConpsiceH ¢ onpedesneHHvIM puckom. Pazzon npoveccopa moxem cHu3umn
CMAGUALHOCHIL CUCIeMbL UL OaKce NPUBECTIL K NOBPENIEHUI0 ee KOMNOHEHNO6 U YCmpoiicme.
Paszon npoueccopa ocyusecmensemcs nonv3oeamernem Ha COGCMEEHHbLI PUCK U 3a COOCMBEHHDLTE

cuem. Mul He Hecem 0MBemcmeeHHOCHb 3a B03MONCHDBLLL ymepd 8bI36AHHDLIL P(L?ZOHDM HPDMECEOPG.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TII€pEeMbIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIIa9Ka
Ha KOHTAKThI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€peMbIYKa-KOJIIIAaY0K Ha KOHTAKTBI HE
YCTaHOB/I€HA, ITIEPEMbIYKA «Pa30OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITOKa3aHa 3-KOHTaKTHas II€peMbIYKa

C 3aMKHYTbIMM KOHTaKTaMI 1u2 IIpM YCTAHOBKE Ha HUX IIE€PEMbIYKI-KO/IAYKa.

. h

W W %

Short Open

ITepembryka c6poca HACTPOEK 1_2
CMOS m
(CLRMOS1) ITo ymomuanmio

(em. ctp. 1, Ne 4)

CLRMOSI ncrnonbayertcs ans yganerns ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocutsd n 06HYINTH
HapaMeTphl CUCTeMbl Ha HACTPOJKY 110 YMOTYAHNUIO, BHIK/TIOUNTE KOMIIBIOTEP 11 U3BJIEKUTE
OTK/TIOUNTE Kabe/b MUTAHNUA OT MCTOYHMKA INTAHNUA. BeDkanTe 15 CeKyHJI 1 IIepeMbIUKOIt
3aMKHIUTe KOHTaKThI 2 1 3 Ha CLRMOSI Ha 5 cexynp. He copacniBarite Hacrpoiiku CMOS
cpasy mocte o6xosrenns BIOS. IIpu Heobxoanmoctn coOpocnts HacTpoiiku CMOS

cpasy nocre o6HoBeHnsA BIOS cHavaia mepesarpysute CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUNTE
KOMIbIoTep Tiepest copocom HacTpoek CMOS. YurnTe, 4T0 aposb, aTa, BpeMs u
IpoUIb MOTB30BATEIA O YMOTYAHMIO COPACBIBAIOTCA TOILKO B TOM C/Tydae, eCin
usBneds b6arapero CMOS.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedeneHuio 6ckpuimuto kopnyca. Imo6ot
00HY UMb 3aNUCh NPedblOyULe20 ONpedenieHUs BCKPbIMUA KOPHyca, UChonb3ylime napamemp
Clear Status (O6Hynumv cocmosiue) BIOS.
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Komozika BbI60Opa HampsHKeHMs [eReXe) 1-2:+12B

MHBEPTOPA MOJCBETKN 123 2-3:+19B
(3-xouraktHbIit, BKT_PWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 7)

Konopxa BbI60pa HanpsikeHs +3B +5 B [0 ymomyaHmio] +12B
HTaHeNn

(6-xonTakTHBIL, PNL_PWRI1) @06 o cleke © 0[O
(e, ctp. 1, Ne 10) WO O @© @@

Buumanme!

Ecnn BbI6paHHaH MOIIHOCTD IMMOACBETKM VI MOIITHOCTD ITAHE/IN BBIIIE TEXHNYECKNX

XapaKTEPUCTUK AHEIN, BOSMOXXHO ITIOBPEXAEHNE ITAHE/IN.



1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN

njnare

A

Pacnonoxcennvie Ha cucmemnoti niame konodku u pasvemvl HE senaomcs nepemvruxamu. HE
ycmaHaBimsaﬂme Ha amu KOIIOBKM u P{L’f'bEMbl nepembmku%aﬂnauku. Yemanoska nepembmel«
KONNA4KOB HA IMU KOTOOKU U PA3BEMbL MOKEN Bbl36aMb HeYCMPAHUMOe noBpescoeH e

CUCMEeMHOLL Naambl.

Konopgka cucreMHoOM maHenn PLED+
(9-xonrakTHas, PANELI1)
(cm. cTp.

IMopxnrounTe pacrnono>xeHHbie
Ha KOpITyce KHOITIKY IIMTaHu,
1, Ne 16) KHOIIKY IIepe3arpy3Kku 1
VHJIIKATOP COCTOSHMUSA CYCTEMBI

K 3TOJ KOTIOIKE B COOTBETCTBUN

C Ha3HavYeHMeM KOHTAKTOB,
npuBefieHHbIM HyKe. [lepen
TIOAK/IIOUeHeM Kabeneit
OTIpeyieITe MOMOKUTETbHBIN 1

OTpI/II.LaTeTIbHHﬁ KOHTAKTBhI.

PWRBTN (xnonka numanus):
IlodknioueHue KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepedHeil naxen Kopnyca. MoxHo
Hacmpoumb €NOCO6 BLIKAIOUEHUS CUCTEMbL npu Haxcamuu KHONKU NUMAaHus.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilookniouerue KHonKu c6poca, pacnonoierHoll Ha nepedreil nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbl nepesanycmums KOMnvmep, ecaid OH 3aBUC U HOPMATIbHbLIL nepe3anyck
HeBO3MOdNEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUSA CUCHIEMbL):

TooxnoueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOTIOHEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHblil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozda cucmema Haxooumcs é
pedxcume oxcudanus S1/83, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema HaxoOUmcs 6 peicume 04cuoanus
84 unu sviknouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (ceemoduodnutii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emodu00H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepedreti nanenu. Ceemoduo0HbLil UHOUKAMOP 20pum, K020a HecmKutl OUCK BblNONIHsEM
CHUMbIBAHUE UYL 3aNUCL OAHHDIX.

Iepednss nanenv moxem Gvimv pasHoti Ha pasHuix kopnycax. Ha nepedueii nanenu pacnonosicenvt
KHONKA numaxus, KHonKa nepemnycxa, uHaMKﬂmﬂp numavus, uHDuxamop Pa60mbl Hecmroz2o
ducka, OuHamux u m.o. [Ipu nodxkmo4eruu nepedreii naHenu K 3moii Konodke nooxkmo4aiime
nposoba K CDOmBEﬂ’lCmBy’OMMM KoHmaxkmam.

X300TM-ITX
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Konopxa m1a BHyTpeHHEro

1

o[e)e)e

IIpennasnauena s

JAVMHAMMKa TIOAK/IIYECHNA NUHAMIUKA
(4-xonTakTHBIT SPK_ R+ - - +L Kopmyca.
OUT1)
(em. cTp. 1, Ne 17)
Paswem Serial ATA3 SATA_1 Jror pazbeM SATA3
(SATA_1: [—] TpefiHa3HayeH /s MOJKII0YeHN
oM. cTp. 1, Ne 3) kabeneit JaHHbIXx SATA
BHyTpeHHI/IX 3aIlIOMMHAIUX
YCTPOJCTB /ISl Iepefiadun JAHHBIX
€O CKOpPOCTBIO 710 6,0 ['6nT/C.
Pasbvem nutanus SATA Topxmounte Kabemu MUTaHUs
— 5V
(SATAPWRI: ! SATA.
LN 2) —1— GND
oM. cTp. 1, Ne ol oo
— 12V
Komogxu USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHCKoit 11aTe MMeeTcs
P

(9 xonrakroB, USB_4_5)
cM. cTp. 1, Ne 5)

(
(9-xonraktHas, USB_6_7)
(

cM. cTp. 1, Ne 6)

P-
USB_PWR

nBe Komomku. Kaxxmas komoaka
USB 2.0 nopgepxuBaer asa

nopra.

AypvopasbeM s
epeyHelt naHenm
(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

OUT_RET—O|Of— OUT2_L

MIC_RED — 5[0
PRESENCE#

Of— J_SENSE
OUT2_R

MIC2_R

GND

Mic2_L

ITa KONMoKa MpeTHa3HaAYeHa /I
TOAK/TIOYEHNSA ayIOyCTPOICTB K

TnepeHert ayMonaHesm.



S

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuierust noooepicusaen PyHKyuI0 pacnosHA6anuUs pasvema,

HO 0711 e NPABUIIbHOIL PAGombl HEo6X00UMO, UMo6bL NPOBOO NAHeNU KOPHYCa No00epIUBAT
nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoexe CUcmemvl CM. 8 3Mom PyKkosodcmae i
pyKrosodcmee Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonviosanuu ayouonanenu AC’97 nookmiouume ee k ayouokonooxe nepedHeii nanen,

KaK yKasamo oanee:

A. Hooknwouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. ITooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITookniouume nposood 3asemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmut MIC_RET u OUT_RET ucnonv3y1omcs mosnvko 0715 ayOuonaHesnu 8bicokozo
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonameny AC’97 ux nookmouanms He Hy#Ho.

E. UYmo6vt axmusuposamv nepednuti muxpogon, nepeiidume na éxnadxy «FrontMic» nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp «Recording Volume» (Ipomxocmu 3anucu).

Paspema s
BeHTUNIATOpOB LIIT
(4-xonrakra, CPU_FANI)
(cm. cTp. 1, Ne 13)

(4 xonrtakTa, CPU_FAN2)
(cm. cTp. 1, Ne 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

W e

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Ara cucTeMHas I1aTa CHabKeHa

ABYMA 4-KOHTaKTHBIMU

PpasbeMaMn I MATOLTyMAIIETO

BenTunAropa III. Eciu Bbr

cobupaeTech MOKIIOINTD

3-KOHTAKTHbBI BEHTUIATOP

OXJTXK/IEHNsI IIPOLIECCOpa,

HO}IKHIOHaI‘;ITe €r0 K KOHTAaKTaM

1-3.

Pazbem nuranms ATX
19B

(4-xonrtakTHas, ATX_
PWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 1)

wsv—E [ H-+rev
ono—E ][ H-eno

K manHOMY pasbemy
TIOJIK/TFOYAeTCSsI UCTOUHUK
mutanus ATX 19 B.

*PasbeM OT 6/10Ka UTaHUSA

TIOZICOEIMHACTCS K 9TOMY

pasbeMy TONIbKO B OIHOIA

OpMeHTaIN.
Konozxa sipkoctu FPD 1 8 1: BKLT_PWR
(8-xonrakrHbIit BKL_ 2: BKLT_PWR
INVERTER) 00000000 3: BKLT_EN
(em. cTp. 1, Ne 8) 4: BKLT_PWM

5: GND

6: GND

7: Brightness_Up
(YBemmuenne apkocTn)
8: Brightness_Down

(YmeHbIIEHME APKOCTI)

X300TM-ITX
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Pasbem manenu LVDS KOHTAKT HasBaume o gy Hassaume

curHana curHana
(30-xonTakTHas, LVDSI)

1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(em.crp. 1, Ne 11) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Komogka misa marumka GND E OTa MaTepMHCKas IJIaTa
BCKPBITHSA KOPITyCca Signal I : MOiIePKUBAET TEXHOTOTHIO
(2-xonTakTHas, CI1) OIpe/ie/IeHNs BCKPBITHA KOpITyca
(em. cTp. 1, Ne 15) 10 CHATHIO BEPXHel 9acTn
Koprryca. [l 9Toit TeXHONMOTnm
HeoOXO/MM KOpITyc ¢ QyHKIfyes
OITpe/ie/IeHNsT BCKPBITHA.
Konopxka BbIK/TIOYeHMs GND ITY KONOAKY MOXXHO
TIaHeN g: PWRDN VICTIO/IB30BATh /IS IIOJK/TIOUEH ST
(2-xonrtakTHas PNL_SW1) 1 TIepeK/TIodaTeIA /I BKTIOUEHNS 1
(em. cTp. 1, Ne 9) BBIK/IIOYEHN TIOICBETKY JVICIIIES

LVDS-nanenu.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae H410TM-ITX. Nesta documentagio, Capitulo 1 e 2

contém a introdugao da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificacoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta
documentagao estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa mie X300TM-ITX (Thin Mini-ITX Form Factor)
* Guia de Instalagdao Rapida da X300TM-ITX (Opcional)
¢ 1x Blindagem E/S Thin-Mini ITX (Opcional)

e 1x Blindagem E/S Mini ITX (Opcional)

e 1 x Cabo de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 1x Cabo de for¢a SATA (Opcional)

e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma ¢ Thin Mini-ITX Form Factor

¢ Design de condensador solido

CPU o Suporta CPUs com Soquete AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, até 65W)
e Suporta CPU até 65W
¢ Design com 5 fases de alimentagao

Chipset e AMD X300

Memoria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
¢ 2x Slots DDR4 SO-DIMM
e AMD Renoir série APUs suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 nao-CEE, memoria un-buffered*
e CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4 2933/2667/2400/2133
nao-ECC, memoria un-buffered*
e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 nao-ECC, memoria un-buffered*
* Por favor consulte a pagina 13 para suporte de frequéncia méxima
DDR4 SO-DIMM.
¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
¢ Contato em Ouro 15y nos slots SO-DIMM

Slot de

. ¢ 1 xsoquete M.2 (Chave E), suporta M6dulo tipo 2230 WiFi/BT
expansao
Gréficos e AMD Radeon"™ Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen

APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria
de sistema instalado.
o Trés op¢des de saida de gréficos: 2 x portas HDMI, 1 x porta LVDS
e Suporta 2 x HDMI 2.1 com resolugao max. até 4K@ 60Hz
HDMI x 1 porta (posterior)
HDMI x 1 porta (interna)
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Audio

LAN

E/S

Armazena-
mento

Conector

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.1 (E necessirio
um monitor compativel com HDMI)

Suporta LVDS com resolugao max. até 1920x1080 @ 60Hz
Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 2.1

* Suporta HDCP 2.2 com Porta HDMI 2.0

Codec de Audio Realtek ALC233
1 x Fone de ouvido
1 x Entrada de MIC

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111GR

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada DC (compativel com o Adaptador 19V)

1 x Porta Serial: COM

2 x Portas HDMI: HDMI1 (Posterior), HDMI2 (Interna)

3 x Porta USB 3.2 Genl Tipo-A (Suporta Protegao ESD)

1 x USB 3.2 Genl1 Porta Tipo-C (co-layout USB 3.2 Gen1 Tipo-A)
(Suporta a protecao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Saida linha/Microfone

1 x Conector SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
Quente

1 x soquete Ultra M.2, suporta chave M tipo 2260/2280 médulo
M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4
(32 Gb/s)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* (Opcional) 2 Conectores SATA3 6,0 Gb/s, 1 Soquete Ultra M.2,
suporta 0 mddulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Suporte de intrusao do chassi
1 x Suporte de Painel para Selegao de Tensao

1 x Suporte com luz de fundo para Sele¢ao de Tensao do Inversor
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Funcoes da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Forca

Certificacoes

1 x Suporte Brilho FPD

1 x Suporte Painel Desligado

1 x Conector LVDS

2 x Conectores de ventilador de CPU (4 pinos)

* Os conectores do ventilador da CPU suportam o ventilador da CPU

de poténcia maxima do ventilador de 1A (12W).

1 x Conector de energia 4-pinos 19V

1 x Conector de dudio do painel frontal

1 x Cabegote do Alto-falante Interno (4 pinos)

1 x Conector de energia SATA

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Ajuste de Tensaio DRAM

Sensor de Temperatura CPU

TacOmetro da Ventoinha da CPU

Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da ventoinha
do gabinete pela temperatura da CPU)

Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU

Detecgao de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

1 x adaptador CC (Suporta adaptadores de forga CC 19V)

HEENCE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
definigoes na BIOS, a aplicagao de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de ferramentas de
overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar

danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.

Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pinol e pino2 estdo

"Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

W W %

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2

(CLRMOS1) e o T

(ver p.1, N0 4) Padrio

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o
CMOS logo apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
apos ter terminado uma atualizacdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar

a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padréo do usudrio serdo apagados s6 se a bateria CMOS for removida.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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Suporte com luz de fundo [eXeXe) 1-2:+12V
para Sele¢ao de Tensdo do 123 2-3: 419V
Inversor

(BKT_PWRI de 3 pinos)

(ver p.1,N.27)

Suporte de Painel para +3V +5V [Padrao] +12V
Selecdo de Tensao
(PNL_PWRI de 6 pinos) @ © o[@ o © 0[O
(ver p.1, N.° 10) = ngoo

Aviso:
Se a forga luz de fundo ou for¢a do painel da luz de fundo é superior a espec. do painel, ela

pode danificar o painel.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED+ Ligue o botdo de alimentagao,
(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 16)

o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED- . . .
HDLED+ 0S pInos pOSlthOS e negatlvos

antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botdao de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensao
84 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um modulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagao, um botdo de reinicializagdo, um LED de alimentagao,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.
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Cabegote do Alto-falante

Por favor, conecte o alto-falante do

Interno chassi a este suporte.
(4-pin SPK_OUT1) R+ - - +L
(ver p.1,N.2 17)
Conector Serial ATA3 SATA_1 Este conector SATA3 suporta cabo
(SATA_1: [ — de dados SATA para dispositivos
ver p.1, N.° 3) de armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.
Conector de energia SATA Conecte os cabo de for¢a SATA.
(SATAPWRI: 1 — 5V
ver p.1, N.° 2) = GND
=—— GND
— 12V
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabecotes nesta placa-
B-
(USB_4_5 de 9 pinos) mae. Cada suporte USB 2.0 pode
(ver p.1,N.° 5) suportar duas portas.
(USB_6_7 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 6) 1
USB_PWR
Conector de dudio do Este suporte destina-se a conexao
OUT_RET—O|Of— OUT2_L
painel frontal Of—J_sense dos dispositivos de dudio no
MIC_RED ——O| O OUT2_R . L, .
(HD_AUDIOI1 de PRESENCE# o} we2r painel de dudio frontal.
GND MIC2_L

9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)
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suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e no

6_2 1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de acordo

com 0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa ligd-los
ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek e

ajuste o “Volume de gravagio”.

Conectores do ventilador
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.213)

(CPU_FANZ2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

W e

12 34

Esta placa mae inclui dois
conectores de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos, por

favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
de 19V ATX

(4-pin ATX_PWR1)

(ver p.1,N.o 1)

+|9V7‘DB*+W9V
GND*«DB*GND

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagao de forca ATX
19V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.

Suporte Brilho FPD
(8-pin BKL_INVERTER)
(ver p.1,N.° 8)

1 8

gooo00000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR

: BKLT_EN

: BKLT_PWM
GND

GND
Brightness_Up

® N QU A WY =

: Brightness_Down
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Conector de Panel LVDS
(LVDS1 de 30 pinos)
(ver p.1, N.o 11)

1 LCD_VDD 16 CLK1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Suporte de intrusdo do chassi
(CI1 de 2 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

Esta placa-maée suporta a fungao
de detecgao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa do

chassi foi removida. Esta fun¢do

requer um chassi com design de

detecgdo de intrusio.

Suporte Painel Desligado
(PNL_SW1 de 2 pinos)
(ver p.1,N.29)

GND
PWRDN

Este suporte pode ser usado para

conectar um interruptor que

liga/desliga a luz de fundo de

visualizagdo do painel LVDS.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej H410TM-ITX. W niniejszej dokumentacji,
rozdzialy 1 i 2 zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po
kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

 Plyta gléwna X300TM-ITX (w wersji Thin Mini-ITX)

o Skrécona instrukeja instalacji X300TM-ITX (Opcjonalna)
* 1 x ostona wejscia/wyjécia Thin-Mini ITX (Opcjonalna)

* 1 x ostona wejscia/wyjécia Mini ITX (Opcjonalna)

¢ 1 x kabel danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalna)

¢ 1 x kable zasilania SATA (Opcjonalna)

e 2 x $ruby do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wersja Thin Mini-ITX

¢ Konstrukeja kondensatorami statymi

CPU ¢ Obstuga procesor6w AMD Socket AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, do 65W)
e Obstuga CPU do 65 W
o Sekcja zasilania 5 Power Phase Design

Chipset e AMD X300

Pamiec o Technologia pamigci Dual Channel DDR4
¢ 2 x gniazda DDR4 SO-DIMM
e Seria APU AMD Renoir z obstugag DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
e Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
e Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
* Sprawdz strone 13 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwo$ci DDR4 SO-DIMM.
¢ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
e 15 pozlacane styki w gniazdach SO-DIMM

Gniazdo . .
. ¢ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
rozszerzenia
Grafika e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU
serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Pamie¢ wspoltdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamigé
wspdldzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspoldzielona 16GB wymaga zainstalowania
32GB pamieci systemowe;j.
¢ Opcje trzech wyjs$¢ graficznych: 2 x gniazda HDMI, 1 x gniazdo
LVDS
e Obstuga 2 x HDMI 2.1 z maks. rozdzielczoscig do 4K przy 60Hz
1 x gniazdo HDMI (tylne)
1 x gniazdo HDMI (wewnetrzne)



Audio

LAN

Wejscie/
wyjscie

Przechowy-
wanie

Zlacze

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.1 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)

Obstuga LVDS z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1080 przy 60Hz
Obstuga HDCP 2.3 z portem HDMI 2.1

* Picasso obstuga HDCP 2.2 z portem HDMI 2.0

Realtek ALC233 Audio Codec
1 x gniazdo stuchawek
1x MIC-In

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)

1 x port szeregowy: COM

2 x gniazda HDMI: HDMI1 (tylne), HDMI2 (wewnetrzne)

3 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.2 Genl typu C (wsp6lny uklad z USB 3.2 Genl
typu A) (obstuguje zabezpieczenie ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wyjscie liniowe/Mikrofon

1 x zlgcze SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug
1 x gniazdo Ultra M..2, obstuga modutu M Key typ 2260/2280 M.2
SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* (Opcjonalna) 2 x ztacza SATA3 6,0 Gb/s, 1 x Socket Ultra M.2,
obstuga modutu PCI Express M.2 do Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x zlacze gtéwkowe czujnika naruszenia obudowy
1 x zlacze gtéwkowe panelu wyboru napiecia

1 x zlacze gléwkowe napiecia inwertora pods$wietlenia

X300TM-ITX
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Zasilanie

Certyfikaty

1 x zlacze glowkowe jasnosci FPD

1 x ztacze gtowkowe wylaczenia panelu
1 x zlgcze LVDS

2 x zlacza wentylatora CPU (4-pinowe)

* Zkycza wentylatora CPU obstugujg wentylatora CPU o

maksymalnym pradzie zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x 4 pinowe zfgcze zasilania 19V

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x ztgcze gtowkowe glosnika wewnetrznego (4-pinowe)

1 x zlacza zasilania SATA

2 x zlgcza gtowkowe USB 2.0 (Obsluga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
Obstuga Plug and Play

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1
Obstuga bezzworkowa

Obstuga SMBIOS 2.3

Regulacja napiecia DRAM

Wykrywanie temperatury CPU

Tachometr wentylatora CPU

Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury CPU)
Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora CPU
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12V, +5 V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

1 x gniazdo pradu stalego (Obstuga zasilaczy pradu stalego 19 V)

FCC, CE
Gotowos$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

2 Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywaé na stabilnos¢ systemu lub nawet

powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdze#: systemu. Powinno to zostaé zrobione na wlasne

ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka
jest “Zwarta”. Jeéli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”. Ta
ilustracja pokazuje 3-pinowg zworke, ktérej pinl i pin2 sg “Zwarte’, a nasadka zworki jest

umieszczona na tych 2 pinach.

W WG W

. [‘

Short Open

Zworka usuwania danych z pamieci 1_2
CMOS

(CLRMOS1) Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 4)

CLRMOSI1 umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowac parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odtacz przewod
zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki do zwarcia pinow
pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS
zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci
CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci
CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze
hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii
CMOS.

Po usunieciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

obudowy.
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Zkacze gtéwkowe napigcia [eXeXe) 1-2: 412V
inwertora podswietlenia 123 2-3:+19V
(3-pinowe BKT_PWR1)

(sprawdz s.1, Nr 7)

Zacze gtowkowe panelu +3V +5V [Domyslne] +12V

wyboru napigcia

(6-pinowe PNL_PWR1) 6o o[ o © oo
O ©

(sprawdz s.1, Nr 10) = E © l?‘ © g

Ostrzezenie:
Jesli wartos¢ wybranego zasilania pod$wietlenia lub zasilania panelu bedzie wieksza od
podanej w specyfikacji panelu, moze to spowodowac uszkodzenie panelu.



1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad
tymi ztgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami gléwkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zlacze gtéwkowe na panelu PLED: Do tego zlacza glowkowego
systemu mozna podlgczaé przycisk
(9-pinowe PANELI) zasilania, przycisk reset i
(sprawdz s.1, Nr 16) ! wskaznik stanu systemu
na obudowie, zgodnie z
HDLED-
HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.

Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycj¢ pindw

plus i minus.

Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfigurowac
spos6b wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q PWRBIN (Przycisk zasilania):

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,
aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci wykonania normalnego

ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest wlgczona
podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S1/S3. Ta
dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia $4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED jest
wilgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy sig upewnic, Ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i pinow.

X300TM-ITX
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1

Zacze gtowkowe glto$nika

wewnetrznego OXONO)

(4-pin SPK_OUT1) R+ - - +1L

(sprawdz s.1, Nr 17)

Podlacz to tego ztacza
glowkowego gtosnik obudowy.

Zkacze Serial ATA3 SATA_1

(SATA_1: [——]
sprawdz s.1, Nr 3)

To ztacze SATA3 obstuguja kable
danych SATA dla wewnetrznych
urzadzen pamigci z szybkoscig
transferu danych do 6,0 Gb/s.

ZYacza zasilania SATA Podlgcz kable zasilania SATA.
(SATAPWRI: 1 — 5V
sprawdz s.1, Nr 2) =—— GND
»—— GND
— 12V
Zlycza gtowkowe USB 2.0 use_PuiR Na tej plycie gtéwnej znajduja

(9-pinowe USB_4_5)
(sprawdz s.1, Nr 5)
(9-pinowe USB_6_7)
(sprawdz s.1, Nr 6)

sie dwa ztacza gtowkowe. Kazde
ztgcze gléwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

P-
USB_PWR
Zkacze gtowkowe audio out_ReT—O[O]- our2. L To ztacze glowkowe stuzy do
Of— J_SENSE
panelu przedniego mic_ReD ——FO[0] our2r  podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) PRESG?DC o M,f,z;z przedniego panelu audio.

(sprawdz s.1, Nr 18) 1
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidlowo przewéd
Q panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢ instrukcje z

naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtéwkowym audio panelu
przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgcza¢ dla
panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek Control i
wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

ZYacza wentylatora CPU ! GND Plyta gléwna udostgpnia dwa
FAN_VOLTAGE
(4-pinowe CPU_FAN1) 3 CPU_FAN_SPEED 4-pinowe zlacza wentylatora
4 FAN_SPEED_CONTROL
(sprawdz s.1, Nr 13) CPU (Cichy wentylator). Jesli
GND planowane jest podlaczenie
FAN_VOLTAGE
(4-pinowe CPU_FAN2) FAN_SPEED 3-pinowego wentylatora CPU,
(sprawdz s.1, Nr 14) [ -SPEED-CONTROL nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.
Z¥acze zasilania ATX 19V —1 Podlacz do tego ztacza zasilacz
(4-pinowe ATX_PWRI) Q:?f% %’G':Z ATX 19V.
(sprawdz s.1, Nr 1) *Wtyczka zasilacza pasuje do tego
zlacza tylko w jednym kierunku.
Zlycze glowkowe jasnosci 1 8 1: BKLT_PWR
FPD 000 2: BKLT_PWR
8-pinowe — 3: _
(8-p BKL Ho000000 BKLT_EN
INVERTER) 4: BKLT_PWM
(sprawdz s.1, Nr 8) 5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down
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LVDS Panel Connector
(30-pinowe LVDS1)
(sprawdz s.1, Nr 11)

1 LCD_VDD 16 CLK1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4pP
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Zkacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 15)

Ta plyta gtowna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktora wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukcjg wykrywania

naruszenia obudowy.

Zacze gtéwkowe
wylaczenia panelu
(2-pinowe PNL_SW1)
(sprawdz s.1, Nr 9)

98

GND
PWRDN

To ztacze glowkowe moze

by¢ uzywane do podtaczenia

przetacznika, ktory wlacza/

wylacza pods$wietlenie

wyswietlacza panela LVDS.
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CPU ¢ AMD AM4 227 CPU(Renoir, Picasso, Raven Ridge, #| tfl 65W)
2144
o i 65W °| CPU 2|
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ZME o AMD X300
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I B72IClE, > —>DIF )T A V=0 HDA Z Vi R— R L TR EDRETT, B
DR T LEROHFBICIE, D=2 TN BE G+ —> D=2 7D
ICHEDTSIEE U,

2. AC'97 A —T o ANKIVEAEI T2 BN Id RD X T 7T, Fillli/ SR IVA—T A\

L—ICROHFTLIZE U,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##i LE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC###tLEF T,

C. 7—X (GND) %7 —X (GND) Ic##i LF T,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 1A/ NFIVEH T T, AC'97 F—F 13752 ILC
1FCNEEHRET BB HDEE Ao

E. 702 A0 ERNC T BICIE, Realtek > FE— )L/ N2 )L D[ FrontMic | X 7 C. [ ##
BB L TLIEE N,

CPU 77> aAXTR—
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 13 BR)

(4 ¥ CPU_FAN2)
(p.1.No. 14 ZR)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

ZOXYP—KR—=FRiF2200D4¥
Y CPU 77y (&7 7)) A%
JABEEFEINTOET, 38V
D CPU 77>k d BiEIC
FEY 13 TR L TLIEE N,

ATX 19V BRI R TR — ATX 19V Bz DRI R
(4 ¥ ATX_PWR1) nov L[ v Pt LTLIEE W,
(p.1.No. 1 1) orofLdj o CRIHAT ST IE DRI
I 1 MU ZELIAT TN
TEEHA.
FPD HffE~N\w 2 — 1 8 1: BKLT_PWR
(8 ¥~/ BKL_INVERTER) 2: BKLT_PWR
(p.1.No. 8 Z) Qo000000 3: BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7 g TS
8: JfjE _ Ao
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LVDS 7\ )VART R = =24 vy E24%

(30 ¥/ LVDS1) 1 LCD_VDD 16 CLKIP
(p.1.No. 11 &) 2 LCD_VDD 17 A3N

3 LCD_VDD 18 A3P

4 GND 19 A4N

5 N/A 20 A4P

6 GND 21 A5N

7 AON 22 A5P

8 AOP 23 A6N

9 AIN 24 A6P

10 AlP 25 GND

11 A2N 26 GND

12 A2P 27 CLK2N

13 GND 28 CLK2P

14 GND 29 AN

15 CLKIN 30 A7P
A=Y AV PV—P1 CORP—R—RETv—%
VAR — GND N—HBF BN LB

. Signal .
ey an e ] L e s
(p.1.No. 15 Z) A—bFLET, COBBEICIZ,
=AY NV—=T a3 R
RSNy —Y DRETT,

ISHIVF TNy B — GND TONYZ—F, LVDS 7% )V
(2 ¥ PNL_SW1) g: PWRDN TAATLADINY T4 Nt
(p.1.No. 9 ZI8) 1 A TIET BARA y F g

TBIDICHHTEET,
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X300TM-ITX

1 &7

JRAETIANE K HAL0TM-ITX M o TEASCRY R » 55 1 TS 2 A9 BTN

[AIZEE -

Q HIF EHHREH BIOS HAEFTREE BT » I » A SRIHI A B ATRE A HE0T 2L - AR5 T
A -

1.1 G358 5

* X300TM-ITX £ (L8 Mini-ITX #FE 1)
* X300TM-ITX Pl Ze2E45rE (ig)

o 1 x £FHA Mini ITX 1/O 447 (i£05 )

e 1xMini ITX I/O $4#% (i%£05)

o 1x 1T ATA (SATA) H¥ELE (GE19)

° 1xSATA HFZE (it09)

o 2xIEZZ (fEM2HEOMEM - M2x2)  (3E19)
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1.2 #i&

¥a

CPU

/it

B

120

o ZFHA Mini-ITX #IF& R~
o FRERHEAETNLIT

e T §F AMD AM4 #2[1 CPU (Renoir ~ Picasso > Raven Ridge *
B 65W)

o ZFfEm 65W [ CPU

o 5 IR

e AMD X300

o WLEiE DDR4 NTERIA

* 2x DDR4 SO-DIMM 1

e AMD Renoir 5251 APU 7§ DDR4 3200/2933/2667/2400/2133
JEECC > IR ITNTF *

e AMD Ryzen 4% CPU (Picasso) % DDR4
2933/2667/2400/2133 I ECC » FELZ{HIATE *

e AMD Ryzen 45! CPU (Raven Ridge) Z2#f DDR4
2933/2667/2400/2133 I ECC » FELZ{HIATE *

*1E 5% 13 T1 [ f#% DDR4 SO-DIMM 5 A F#4fiZA -

o TFRIRGKNTFIRAZ R ¢ 64GB

e SO-DIMM fffl§H 15p <fifl

* 1xM.2 Socket (Key E) » S #72l 2230 WiFi/BT f&ibk

* Ryzen 2%l APU HIEERX AMD Radeon™ Vega 5451 *
* LR FFRTRERE CPU iRk
e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BRAILENTE 2GB o R AILENTFIL 16GB ©
* Fe KIEE AT 16GB 77 E%40% 32GB RHNTF ©
o 3 PNEEEIHIET ¢ 2x HDMI » 1 x LVDS Jiii [l
o FF2x HDMI 2.1 » 60Hz #7850 FF 4K PR
HDMI x 1 %l (E)
HDMI x 1 %[ (L)



LAN

1/0

Tk

#O

o S HDMI 2.1 30 (B ESRZHT HDMI Ry ) 2FF

=5

Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC F HBR ( = fi/#zs
=pi)

o TEFLVDS > A HHEET]IE 1920x1080 @ 60Hz
o SEIT HDMI 2.1 ¥ 1574 HDCP 2.3
* Picasso i1 HDMI 2.0 fii 1374 HDCP 2.2

Realtek ALC233 & 4w RS 2%
1 x EALIETL
1x %ﬁm?ﬁ‘ﬁ)\

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR

FHF Wake-On-LAN ( [®]_F-nifig )
FFFE . /ESD (#4
CFEFRBERLLIKIY 802.3az

% Ff PXE

1 x EIETL (GRA 19V HIFUERRR )

1 x BT © COM

2x HDMI 56 : HDMI1 (f5f1) > HDMI2 ([NEH)

3x USB 3.2 Genl A ZAULHA (3£F ESD 1£)

1x USB 3.2 Genl C AU 1 ([FATECE USB 3.2 Genl A 27
Ui (3245 ESD (R17)

1 x RJ-45 LAN 4[] » # LED ( ACT/LINK LED #[1 SPEED LED )
B B HETL + B FZ TR

1 x SATA3 6.0 Gb/s #%[1 » HF NCQ ~ AHCI FI# I
1x 8% M.2 B2 » 374% M Key 2671 2260/2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s FEEF M.2 PCI Express 5t (55 Gen3 x4 (32 Gb/s))

* ¥ NVMe SSD FTEE5h#E
* (JEM) 2 x SATA3 6.0 Gb/s #1 » 1 x Ultra M.2 2 0 » AT FF
Gen3 x4 (32 Gb/s) M.2 PCI Express 153t

o 1xHUFER AL
o 1 x HIfRFREIERRE L
o 1x EOLUA R R,
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121



e 1xFPD SE kL

o 1 x MR FIAEL

e 1xLVDS [

e 2xCPU M@ (4%f)

* CPU MR SCRFRRINZSA 1A (12W) # CPU KU e

o 1x4%t19v HJFEED

o 1 x BN E A

o Ix NEHFERREM (4 %T)

o 1xSATA EJFEEC

e 2xUSB 2.0 #ZiHl (374 4 1 USB 2.0 Uit » S74F ESD {£57)

BIOS /1€ * AMI UEFI Legal BIOS » 7§ GUI
EES o i “RNEENA”

* ACPI5.1 FAMEERIE

o TFFRBkER (jumperfree)

o ¥ SMBIOS 2.3

e DRAM HEETI

TR MR e CPU i Rk
e CPU A GEFHIT
e CPUFE MR (IRIE CPU MR B 5B KURE L )
o CPU NG % MUk 4
e CASE OPEN (HLFEFTHF) &l
o FEFEWAFE : +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

BIERS * Microsoft® Windows® 10 64-bit
HiR o 1x EIEFL (3F6F 19v By RIFERL S )
TAIE e FCC~ CE

e ErP/EuP % £F (FFEZFEF ErP/EuP FYHLIR)

AONREEBIAF—E NS » @5 % BIOS 1R E » [/ “EHIEBMBA” » BEHHE=
TIREI TR  EBIIATRE A RONTER FHIFEEVE » BB RGEATH ERIR B E LT o AT
SICLAEER B8R FITE A o 2ol I FAEE A BT 5 3¢
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X300TM-ITX

1.3 B&LiE
VLI AR BB o BRSNS BIR I L » RS B« UK S

TR - B T o MR 3 FHBKE o MBKEIRIE TR | FIHE 2
b v

L O
Short Open 5'
1EFR CMOS Bk£% 1.2
(CLRMOS1) m
(ME 1T Hat) L

CLRMOS1 RIFEIFERR CMOS FiEEHE - ZHEREE R 5 S HEIEOALE > X
BN » IR EHCT BR Sk o 5505 15 B)5 - A BERIERS CLRMOST R/
BHIH 2 FOETRA) 3 K42 5 ) o {HIZ » 1B )(EEHT BIOS 5L HINERR CMOS © AIRIET
ZAENIFERL, BIOS BFTETERR CMOS » M ASEBENR 4L - HIEXE G HHUTER
CMOS #(F o 1BVERE » B85 ~ HIH ~ BFEFIA A BOAELE SR RAEET T CMOS Hth
JEA EERR o

UIRLESR CMOS » HLFEFTTF ARG MIE] © 5% BIOS I “Clear Status™ (JEIRIAZS)
VABENTERRIT— AR ARSHTIE R
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El=

U A i L T e P Sk 1-2:+12V
(3 %t BKT_PWR1) 123 2-3: 419V
(MEE1TT 5 74)
TR A F Bk +3V +5V [ BRIA ] +12V
(6%t PNL_PWR1) -
ME 171 26 S HieleXe) )
(ME 1T F101) Joo gg gg
=Ly,
SRS PR St R B AR R R A T IO (E - wTREES AR ETARTEE o
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X300TM-ITX

1.4 tREHERFEO

é WREEFIE O TRBE - T EFBANEREEIX LB MAFIEE ] E o Rk AIE R F X epz
BRI CO_EF5 A3 EBGERK XA -

AT HRIET I D - LA
Ry ~ EEEEMR
UK T R E LR -
TEERRESIRTEIL TIE TR -

SO
(9 4t PANELL)
(ME1TT> B 16 4)

EEEEIIABRTEAR LA IREZ ] o (5] LUC B (A F Rt S P G 7 2

RESET ( E&#%4 ):
EREIWL AR LR EEZ A © AR EYIIEN - TEITIER EFTEE) » BB
HEFTEZ T -

PLED ( 4 i LED):
EBERIW L FERTEIR_EHIFEIFARESHETAT o SR HRIEHR{ERT » )t LED JERE o Z46407F S1/
S3 HEARIXAHT » I LED [N o REELAAE S4 BEHRAKZSBERAL (85) B » I LED 48K »

HDLED ( #2#;% 5] LED):
EBEEY FERTETR_ERIREZEE) LED $5AT o R4 IETEBEIEC S A #4HT » Il LED 5%
o

HITER ST HARIEN A TR B TSR © AR AT i ] ~ EE A ~ R
LED ~ #5155/ LED t577AT ~ PiFan<s o FbIAERTESE D E L I MR - HAIRES
ZECFIET I IE AL -

Q PWRBTN ( BiR#4H ):
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1

BRI 7 B B2 - I A B R Rk -
(4 % SPK_OUT1) OO0 O
(MELT - F17 1) R+ - - +L
EB1T ATA3 #211 SATA_1 I SATA3 £2 O SR (G il
(SATA_1: [—] AER N 6.0 Gb/s FINER 7K 1%
WE 1T 34 1] SATA ¥HEL »
SATA HJFHZ I 1EHE SATA HLFRZ: -
(SATAPWRI: 1 — %V
WD H2 1) i
»—1— GND
— 12V
USB 2.0 # /) uss_PwR MM EA 2 PR - B

(9% USB_4.5)
(ME 1T Fs54)
(9%t USB_6_7)
(ME1TT Fe )

P-
USB_PWR

USB 2.0 E 0] LISZRF M AU
[:] o

AT TR S A 2k
(9%t HD_AUDIOL1)
(ME 171 18 1)
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OUT_RET—O|O1— OUT2_L

MIC_RED —O [0}

PRESENCE#
GND

Of— J_SENSE
OUT2_R

MIC2_R

Mic2_L

Bk TR E L & ]
AT E SRR ©



. R SN » (BUFEEAIEISEL AT HDA A REIER TAF © i HIRH

NI F AV UFEF R B FER G

. JIRIE(EH AC7 EMER » AL T PR B2 2 E R ER & A <

A. ¥ Mic_IN (MIC) 1E#2| MIC2_L °

B. 1% Audio_R (RIN) 1##% OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) i££%] OUT2_L °

C. 5 (GND) ZE £ #eH5 (GND) »

D. MIC_RET 1 OUT_RET HHH F & EAMIEINT o BATEEEI AT ACO7 EMIENGERE
17 -

E. ZIEHRIZ SN » 15#5F] Realtek FEFIENT A “FrontMic” (FTZFM ) A£TF »

% “Recording Volume” (FEE®H) °

CPU NJZ#EO 1 onD FLFEMFRHER A~ 4 51 CcPU KU
(4% CPU_FAN1) 2@%!&‘2& (BE AR ) BEOT o IREHT
4 FAN_SPEED_CONTROL L N
(WE1T0 H13 1) HEEE 351 CPU MR » BT
( 1— GN[:AN_\/OLTAGE ﬁ?ﬁ?ﬂﬁﬁiﬂ 1-3 ¢
ATX 19V HLJFEE — TH ATX 19V HUIFE BRI B2
(4 %t ATX_PWRIL) wnov—E ][ ov e
(ME 1T H14) S I « R Sk FRE M — T A
i1
FPD sEfE ek 1 8 1: BKLT_PWR
(8 %t BKL_INVERTER) 2: BKLT_PWR
(ME1T Hs 1) DO000000 3: BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: e _ B
8: sufE _ [#K
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LVDS Hiffutz §HH ESER HM ESER
(30 F LVDs1) 1 LCD_VDD 16 CLK1P
(MEL1T - HB 1) 2 LCD_VDD 17 A3N

3 LCD_VDD | 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 2 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 ALP 25 GND
11 AN 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Bk Ak
(2%t cn) 'GND O]
(1 77 815 ) 5@“'1Hh

I F 7 F% CASE OPEN (#1156
FITF) #RMIBIRE - F M LFE S
R T o WINRERERARE

AR TN o

THIR 5% 42 3k GND
(2 #F PNL_SW1) g: PWRDN

(1T 5 91) 1

AT A T 82 VDS TR

AT -



X300TM-ITX

5 B = mis R HR R

AR ER AN TGRS R E ) B SJ/T 11364-2006 THLFEE™
EiE Y RIRR R ER ) o R BT R TR » B LARE R S BB R A ER
BEAEEVMSTTFEE R A IMIE S5 W3 PR SEE RS g0 A& ~ =5 Rk ™
HINERIIE o K ESHE » A FAR= 52 BRI BB LE— b o B—rh
ZECFR R IMEE A HARR o FH UL AT AL AR PR A HARR A 10 4F o

10

ESEEYRBTENBRREEIRA
FIEART RSB B E EYNBUTEN AR R & BN > S IR FE R
HH o

TR BEVTEOTH

Y (Pb)| £R (Cd) | 7K (Hg) | /<% (Cr(VD) |2 KK (PBB) | 2 I ik (PBDE)

FIT FL B AR

Jrds Rk s X © © © © ©

INEIE B
wopept | X O | © © © ©

O: Fn L B A EV AL EATE B TR & = ITE SJ/T 11363-2006 FRUEHLE
FIBREERLLT ©

X: FRZE HH EVNEDTEEE RIS TR R & E L SJ/T 11363-2006 FrifE
FERIIR = EK > SIZEHI T SRR TE 4 2002/95/EC FUFINE ©

ik W= SRR Z FMR R AR RIETE— M E R SRR T -
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=\
1 gaﬁ) |
JEGH T B 2 H410TM-TTX EREIR o TEASCHFH » 88 1 B 2 B & FIIRAT
I BB HHEYEES -

6'2 HIRSEBATHINE B BIOS BKREFTRE AT » BTLAA S BUTE B E » BT B TEH]

1.1 BERR

X300TM-ITX F MR (Y Mini-ITX RF)
. % X300TM-ITX {Ri#Ze 4 ?‘éﬁ (i
o 1 x A Mini ITX I/O fEH (
1 x Mini ITX I/O F# (%Eﬂ%
* 1x Serial ATA (SATA) ié”:%%%?%ﬁ (i
o 1xSATA EIFIER (
o 2x &SRR (5 B’Jﬁﬁﬁ/\MzTﬁF— (M2*2) ()
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1.2 18tg

¥

CPU

ACiEH

HEFRGH

BT

o JEA Mini-ITX R~

LE ARSI
o [HREFEAGNE

e 4% AMD AM4 Socket CPUs (Renoir ~ Picasso ~ Raven Ridge °
B im 65W)

o (IEER M 65W CPU

o 5 BIFIENERE

e AMD X300

o 55iH DDR4 ACIB BRI

e 2 x DDR4 SO-DIMM #if§

e AMD Renoir 525! APU S7$% DDR4 3200/2933/2667/2400/2133
FF ECC ~ MEAR{EAC 1E A8 *

e AMD Ryzen 4% CPU (Picasso) %1% DDR4
2933/2667/2400/2133 FE ECC ~ MEfE A0 I HE *

e AMD Ryzen 2%!] CPU (Raven Ridg) 37{% DDR4
2933/2667/2400/2133 FE ECC ~ MEfE A0 I HE *

* B> DDR4 SO-DIMM fx MR 17 » iE2MZE 13 H

o HARMALIERS A E : 64GB
e 15 u FFEHESE SO-DIMM fHi#

o 1xM.2 i (Key E) * %% Type 2230 WiFi/BT {54l

o 47 AMD Radeon™ Vega Series Graphics PJ/Ef Ryzen 25
APU*

* FERSIR AT RERE CPU B

e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o THEXHHECIERS 2GB o s ALFIELIEREE 16GB ©

“ FRFEHRCIERE 16GB T 2404 32GB SRifiAL IERE

o =(AEHHHEE 2 x HDMI ~ 1 x LVDS ;E#2R
o Fi%2xHDMI 2.1 > fRNTE B & 4K@ 60Hz
HDMI x 1 R ((2F)
HDMI x 1 E#R (AE)

X300TM-ITX
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o ZEEHA HDMI 2.1 @ EEE (FFHHAN HDMI #rgs ) /Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (=i 7T2s
Hail)

o % 1920x1080 @ 60Hz fF#ATEERY LVDS

o STPEE HDMI 2.1 3#EEHE ) HDCP 2.3

* Picasso S 1E & HDMI 2.0 SBR[ HDCP 2.2

A * Realtek ALC233 5 TUEHE %
o 1 x EHEHHTL
e 1xMIC i A

LAN * PCIE xI Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
® Realtek RTL8111GR
o SCIRAMEE LR
o WIREW HFERE
o 4% 802.3az EEE FfifE 2 KRG
o % PXE

1/0 e 1xDCHHfL (FHER 19V B ERET)

o 1x[PYIHEEHE : COM

e 2 x HDMI;E#E : HDMII (%% ) ~ HDMI2 (#0)

e 3xUSB3.2Genl A fEALEPER (IREFERE)

e 1xUSB3.2Genl CHHA! (H[F{fiif5) USB 3.2 Genl A $HAY)
HPHR (IREFERE)

e 1xRJ-45 LAN i## » & LED (ACT/LINK LED k7 SPEED
LED)

o HD ZaflffL ¢ AREsH 285

EETFEEE * 1xSATA3 6.0 Gb/s H258 » 748 NCQ ~ AHCI . T #difl |
e 1xUltra M.2 fHEE » 3748 M Key 7 2260/2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s 15 EL M.2 PCI Express f5#H (%5 7] 3£ Gen3 x4
(32 Gb/s)) JEAHL
* 37 FE NVMe SSD 1F B B bR
* (J%%) 2 x SATA3 6.0 Gb/s 258 ~ 1 x Ultra M.2 fiFE » 3738 M.2
PCI Express 50 (% AJ3E Gen3 x4 (32 Gb/s))

2o o 1 x ERITRE SRR

* 1 x EfREESER SRR
o I x PO g R R
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1x FPD BEHEST

1 x EREEEHEE

1x LVDS $%88

2 x CPU [E %58 (4-pin)

*CPU BB EEXIERS 1A (12W) BEBEINER CPUES -

BIOS If&E .

fEESRE e o

(ESE .

1x 4 pin 19V EFZIE

1 x BIEN S AEE

1 x RERINBEET (4-Pin)
1 x SATA BRI

2xUSB 2.0 HEET (G238 4 8 USB 2.0 8H#1R) (ZIBEFERE)

AMI UEFI Legal BIOS & GUI 742
2% ThetERnm |

ACPI 5.1 fF & IREE BSR4
ZIRBHIFER

718 SMBIOS 2.3

DRAM EEEFEE

CPU RERAE

CPU B EESRET

CPUEFERE (K CPU REEIAEMBERRE)
CPU BB L ERETH

TR ERRUERI

EEEEEE - +12V ~ +5V ~ +3.3V * CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
1xDCIEFL (3718 19V DC EJREFHEES)

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZBEff ErP/EuP ready E/R{LFESS)

RSB o EEAE AT BE E A FERERE Y » Eorh E A5 % BIOS HRHIRRE ~ 1R A E It
BT 153 IR RS A B AR AL - RESRFTRE B B AT IR I » B 2 S AR
HYTT IR S B & o S IEET B SEREHR RS KA o ZefF 7 I AR P i HY T E 18

FMTAERE -

X300TM-ITX
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1.3 BHRERE
B FIRE T 3% E BRI X o BRI EES I 0 - ksl TER ) - B AR

PSRRI L - BBk TR o EPIRTE 3-pin BEARATBEAREZEETE pinl J2 pin2
I - E R (EEHHE 2 THERG D -

o h

W W %

Short Open

5k cMOS Bis 1.2
(CLRMOS1) IIE
(GE2HME1H > W 4) THEY

fERTFI A CLRMOS1 EFR CMOS FRIE R} » B EE R I B3 A R B R THAR R E
FHICRAPAEMSER - BT ERER B o (5 15 1% - 5 A BRE
i CLRMOS1 LM pin2 [ pin3 5% 5 7 AN » 35 ETEHHT BIOS %17 BINE IR
CMOS ° #HIEFEAEFH BIOS %I EIERR CMOS » HILLE S EHTAEAH - SRR
1TiERR CMOS BIfERTRRIME R » HATERUH CMOS Bt A giE RS ~ H
HH ~ RF R B {5 7 THAR AR E M

FHIEERR CMOS » FIGE A HIEIBE AR AR - 75705 BIOS 78 [EFRREE » IR IEAT
PR BRI AR o



X300TM-ITX

TR m ST 1-2:+12V
(3-pin BKT_PWR1) 123 2-3: 419V

(GE2HE1H - W9 7)

TR 2 RS E RS +3V +5V [ THE% ] +12V
(6-pin PNL_PWR1) N
e > @0 o o[ o
(GE2M® 1 H > 798 10) @@ @@ gg
AL A

AN SRR T O BRI e T Al B R A AR A, - T R R
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1.4 s et IR

WREHES R AL TR BAR « N FBRNEE LS e E St R AR5 L - AFBkARIEETE R SR
FZIH L 2 538 K EOR AR Z 148 -

AR
(9-pin PANELI)
(FERBE1H > 75 16)

AHRIA LA T B SR HED 5 b
ERERIRIZ A ~ EAREHRR
HEARREFE A B2 I R
TEE R Z AR IE A s

el -
HDLED+
PWRBTN (EiF#itt)
SHPEE R ATIER ERTEEIR 5 - AT E8 SE (8 FH IR 2 SRR %A A IR 77 2 o
RESET (EzZ#4) :

BEERAR AN LA BRI HE - 77 7 e 1 B A5 B0 T IE o BB AT R » #% T B AR LA BT T
EFTRIB N

PLED (##t &} LED) :
SHBZEREFRATIER R EIFARREHE G o S IETEE(ERRF » i LED G52t « SAEA S1/
S3 HEARARRENF » LED ErfetlpTfs « 2t S4 HERRAXREBLRR (S5) I » LED & /5 -

HDLED (f###%%) LED) :
AR AT _ERIREREEE) LED o BERE IETEA BB A A FHF » LED GEiE -

ErE AR AT ] » BT 22 H FE R 2 40 ~ BE AR #4t ~ FE R LED ~ i
5B LED ~ W\ R B S ETHA L - AR AT AR AH R ML RS » FRTHEE AR e ot
T IR B IERERAATF ©



X300TM-ITX

1
PO BE S —~ REAS BRI B B 2 L kBT
(4-pin SPK_OUT1) 000
(H2ME1E WiR17) R+ - - +L
Serial ATA3 F25H SATA_1 It SATA3 $ZBR & S RN AR AT
(SATA_L: SEEN) SATA BEHE - B Al
FH2BE 1 H W9 3) i 6.0 Gb/s B EHERZR
SATA E 525 FHEEE SATA BIFAR ©
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(9-pin USB_4_5)
(GE2EE 1H > faves5)
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GE2EE 1H > vk e)
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Q 1. (AR E AT S PR E R A S A AN (Jack Sensing) » (E% 3¢ FHYETRIR N JHE 17
HDA 7 RE IEREE(F o 35 RTF M R F MR LR
2. FHIEAEH AC’ 97 EAIET » FA LI LU T AP B 4 4% BT & AR ST -
A. 5 Mic_IN (MIC) :# MIC2_L-°
B. # Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H#% Audio_L (LIN) i##% OUT2_L>
C. 5 #H (GND) S £t (GND) °
D. MIC_RET Jt OUT_RET {#{t HD EaflERIEH LA 2 E AC 97 EaflEIiR [i#Ez -
E. & BB A2 50 »ZE HIE Realtek 2|1 FrontMic I FEERZ [#% & B & J

CPU JilJ7iZE ! oo A BRI fR 1] 4-Pin CPU
(4-pin CPU_FAN1) 3 CPU_FAN_SPEED A (e #EiE - 5
R - . 1 FAN_SPEED_CONTROL - - ) -
(GEZHEE 1 H - W95 13) #HE584 3-Pin CPU LS » 7

GND % Pin1-3 °
FAN_VOLTAGE
(4-pin CPU_FAN2) FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(FEZHH 1 H - Wbk 14)

12 34

ATX 19V FEFR#ZETE — A ATX 19V BRI L P
(4-pin ATX_PWRI) sov—E [ ey ED
EsmE e mry oY . mmmE R L A
IERERRR ©
FPD =&t 1 8 1: BKLT_PWR
(8-pin BKL_INVERTER) 2: BKLT_PWR
! 00000000
(HE2ZME1E » fWiRs) 3: BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND

7: Brightness_Up
8: Brightness_Down
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LVDS it 758
(30-pin LVDS1)
(GEZHE1E - w1

Bl

X300TM-ITX

ElliR=t]

1 LCD_VDD 16 CLKI1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P

8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

g
(2-pin CI1)
(GEZME1HE > W7 15)

GND O]
Signal

1

FERMER THERBRRL 15
HIZhRE - AHMEHIEBIN SRR
IR o HEEAARIIRE - B
BB IR IR E IR -

i BA A HE S
(2-pin PNL_SW1)
(GE2ME1E  WiF9)

GND

PWRDN
1

Bt HEST AT AR EER R BAEA
LVDS R~ da i EHIFRE
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Faktor Bentuk Thin Mini-ITX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung CPU Soket AMD AM4(Renoir, Picasso, Raven Ridge,
hingga 65W)

Mendukung CPU hingga 65W

Desain 5 Fase Daya

AMD X300

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DDR4 SO-DIMM

APU seri AMD Renoir mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*
CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*

* Lihat halaman 13 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4 SO-
DIMM.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot SO-DIMM

¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum

mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.

¢ Tiga pilihan output grafis: 2 x HDMI, 1 x port LVDS

¢ Mendukung 2 x HDMI 2.1 dengan resolusi maks. hingga 4K@

60Hz
Port HDMI x 1 (Belakang)
Port HDMI x 1 (Internal)



X300TM-ITX

Audio

LAN

1/0

Penyimpanan

Konektor

* Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),

xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.1
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

* Mendukung LVDS dengan resolusi maks. hingga 1920x1080 @

60Hz

¢ Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1
* Picasso mendukung fungsi HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0

Codec Audio Realtek ALC233
1 x Soket Headphone
1 x MIC-In

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)

1 x Port Seri: COM

2 x Port HDMI: HDMI1 (Belakang), HDMI2 (Internal)

3 x USB 3.2 Genl Port Tipe-A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

1 x Port USB 3.2 Genl Tipe-C (co-layout USB 3.2 Genl Tipe-A)
(Mendukung Proteksi ESD)

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Line out / Mikropon

1 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot

Plug

1 x Soket M.2 Ultra, mendukung Kunci M jenis 2260/2280 modul

M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x 4
(32 Gb/dtk)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* (Opsional) 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, 1 x Soket Ultra M.2,
mendukung modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)

¢ 1 x Header Chassis Intrusion
¢ 1 x Header Pemilihan Tegangan Panel

¢ 1x Header Pemilihan Tegangan Inverter Lampu Latar
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¢ 1 x Header Kecerahan FPD

¢ 1 x Header Panel Mati

¢ 1 x Konektor LVDS

¢ 2 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dari daya kipas
maksimum 1A (12W).

¢ 1 x Konektor Daya 4 pin 19V

¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan

¢ 1 x Header Speaker Internal (4-Pin)

¢ 1 x Konektor Daya SATA

¢ 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung

Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS o AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
¢ Mendukung “Plug and Play”
e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Mendukung jumperfree
¢ Dukungan SMBIOS 2.3
¢ Penyesuaian Tegangan DRAM

Monitor ¢ Sensor Suhu CPU

Perangkat o Takometer Kipas CPU

Keras ¢ Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas chassis
berdasarkan suhu CPU)

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas CPU
e Deteksi CASE OPEN
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

(o)) ® Microsoft® Windows® 10 64-bit
Daya ¢ 1xJack DC (Mendukung Adaptor Daya DC 19V)
Sertifikasi e FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak

ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan

komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : X300TM-ITX
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X300TM-ITX

(Model Designation / Trade Name)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

c € (EU conformity marking)




